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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพื่อลดปริมาณการเกิดลักษณะบกพร่องของผลิตภัณฑ์ใน

กระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า รหัส LL0325232XXX ในอุตสาหกรรมการประกอบ

แผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดลกัษณะ

บกพร่องมากท่ีสุดของบริษทัสาํหรับกลุ่มลูกคา้ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

การศึกษาน้ีเลือกเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 เพื่อดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2555  โดยใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ย

หลกัการทางสถิติ คือ วิธีการเคร่ืองควบคุมคุณภาพ 7QC ในขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอ้มูล 

รวมถึงการใชว้ิธี C&E Matrix และ FMEA ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ และดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขดว้ยวิธีการ Poka-Yoke และ Visual Control 

จากผลงานวิจยัพบว่าการเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจร

ไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX ลดลงโดยเหลือเพียง 1,543 DPPM  หรือคิดเป็น 61.88% สาํหรับเดือน

ธนัวาคม และลดลงเป็น 2,339.33 DPPM เฉล่ียต่อเดือนในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2555 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินการและขอ้มูลลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑก่์อนการดาํเนินการ

ในเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 ตามลาํดบั  นอกจากน้ีการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ขยงัช่วยลดตน้ทุนการซ่อมแซมของบริษทักรณีศึกษา  และส่งผลดีต่อการขนส่งไปยงัลูกคา้ได้

ตรงเวลา  และทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการไดรั้บสินคา้เพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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ABSTRACT 

 

The purpose of research is to reduce the component-damaged defects of the printed 

electronic circuit boards (Code LL0325232XX) of the studied manufacturer, which the product 

has been considered as the highest defect figures in the telecommunication industrial. 

The research has collected the information from January to June 2012 for further 

production implementation to be used between the period of July and December 2012 by using 

the statistical control techniques such as Seven Quality Control Tools (7QC Tools), C&E Matrix, 

and FMEA for analysis. Moreover, the research has been considered to use the Poka-Yoke and 

Visual Control methodologies for analyzing the root causes in the implementation period as well. 

The result of this research presents that the suggested improvements can decrease the 

component-damaged defects (Code: LL0325232XXX) of the printed electronic circuit boards of 

the manufacturing at 1,543 DPPM or called as 61.88% in the month of December and decreasing 

to 2,339.3 DPPM by average in the month of July to December 2012 when compared the defected 

statistics in the month of January to June 2012 respectively. Moreover, the research has found that 

the studied company can effectively reduce the rework cost down. By this implementation can 

deliver the product on time, gaining the customer satisfaction, and increasing the efficiency of the 

product in the production line.  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออก ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ มีการขยายตวัทางการตลาดอยา่ง

รวดเร็ว และมีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่า

จะเป็นดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ในสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม

ประเภทน้ี ผูป้ระกอบการจึงมุ่งพฒันาประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิต ปรับปรุง และเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ 

สาํหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและ

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์จากบริษทัฯ ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการแบบ

ครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

(Electronics Manufacturing Service: EMS) ให้กบัลูกคา้ในต่างประเทศเป็นหลกั  มีเครือข่าย

โรงงานครอบคลุมอยูใ่นอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยโุรป และเอเชียแปซิฟิก โดยใหบ้ริการรับจา้ง

ผลิตสินคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

ระบบสํานักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย ์ยานยนต ์และอากาศยาน บริษทัฯ เร่ิมก่อตั้งข้ึนในเดือน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2531  ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(สกท.) หรือ Board of Investment (BOI)  ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ  

มากมาย อาทีเช่น ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO/TS16949: 2002, OHSAS 18001:1999, 

ISO/TL 9000-H, ISO/AS 9100, Nadcap เป็นตน้  จากมาตรฐานเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความ

ประสิทธิภาพการทาํงานและความเช่ียวชาญในการผลิตของบริษทัฯ  

นอกจากน้ีทางบริษทัฯ มีปรัชญาในการผลิต คือ มุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีความพึงพอใจ

ของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้เป็นเลิศ  การส่งสินคา้ตรงเวลา การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และความ

ยดืหยุน่พลิกแพลงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัฯ ทาํการผลิตอยู ่ ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้าตวัอยา่งท่ีทางบริษทัฯ ตวัอยา่งทาํการผลิต 

 

เทคโนโลยีการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าของบริษทัฯ จะแบ่งตามลกัษณะการติดตั้งขา

ของแผงวงจรไฟฟ้า ได ้2 ประเภท ดงัน้ี  

1. Through Hole Technology เป็นเทคโนโลยใีนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยการ

เช่ือมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้ายอ่ส่วนขนาดเล็ก หลาย ๆ วงจรมาเช่ือมต่อ

กนั และติดตั้งบนแผน่วงจรพิมพ ์(Printed Circuit Board: PCB) พร้อมกบัติดตั้งขายืน่ออกจากตวั

วงจรโดยการฝังขาผา่นวงจร 

2. Surface Mounted Devices (SMD) เป็นเทคโนโลยใีนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ท่ี

มีการติดตั้งขาบนพื้นผิวของวงจร โดยการเช่ือมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ย วงจรไฟฟ้า

ยอ่ส่วนขนาดเลก็ หลาย ๆ วงจรมารวมกนัดว้ยการเช่ือม หรือยึดช้ินส่วนต่าง ๆ โดยตรงกบัทางเดิน

ลวด (Wiring Pathways) ท่ีถูกออกแบบไวบ้นแผน่วงจรพิมพ ์(PCB) โดยเทคโนโลยแีบบ SMD น้ีใช้

ในการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าท่ีตอ้งการความบาง ขนาดเล็ก และมีค่าใชจ่้ายในการผลิตสูงกว่าการใช้

เทคโนโลยีแบบ Through Hole Technology โดยแนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตจะ

เคล่ือนยา้ยจากเทคโนโลยกีารผลิตแบบ Through Hole Technology ไปสู่เทคโนโลยแีบบ Surface 

Mounted Devices มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตช้ินส่วน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใชง้านเฉพาะอยา่ง ซ่ึงมีขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี  ส่งผลใหข้นาด

แผงวงจรไฟฟ้ามีแนวโนม้เลก็ลง ขณะท่ีประสิทธิภาพการทาํงานเพิ่มมากข้ึน 
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สาํหรับแผงวงจรไฟฟ้าท่ีผา่นกระบวนการเทคโนโลยแีบบ Through Hole Technology 

และ Surface Mounted Devices ของบริษทัฯ ผลิตภณัฑท่ี์ออกมาจะมีลกัษณะและคุณภาพดีหรือไม่

นั้น ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เช่น คุณสมบติัของตะกั่วท่ีใช้เช่ือมต่อ

ระหว่างช้ินส่วนอุปกรณ์กบัแผ่นวงจรพิมพ ์ค่าพารามิเตอร์ของเคร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละผลิตภณัฑ ์

ทกัษะของพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงหากผลิตภณัฑมี์ลกัษณะบกพร่อง คุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐาน จะ

ส่งผลโดยตรงกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป ตวัอย่างในปัจจุบนั พบว่าสภาพ

ปัญหาของผลิตภณัฑก์ลุ่มลูกคา้ระบบส่ือสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึงของบริษทัฯ มีลกัษณะบกพร่อง

ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ในช่วงเดือน 

มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 พบวา่ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX เป็นผลิตภณัฑท่ี์

มีลกัษณะบกพร่องมากท่ีสุดโดยคิดเป็นของเสียต่อลา้นช้ิน DPPM (Defect Parts Per Million) 

เท่ากับ 5,536 DPPM โดยลักษณะบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตัวอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย 

(Component damaged) รองลงมาคือ ลายวงจรหลุดออกจากแผงวงจร (Pad lifted) ตะกัว่ไม่เช่ือมกบั

ตวัอุปกรณ์ (Non wetting) ส่วนลกัษณะบกพร่องอ่ืน ๆ คิดเป็น DPPM ลดหลัน่ลงมา  ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.2 สดัส่วนลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX ในช่วง

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 

 

จากลกัษณะบกพร่องดงักล่าว ส่งผลทาํให้ตน้ทุนการผลิตในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

สูงข้ึน ทาํให้ความพึงพอใจจากลูกคา้ ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทัฯ ลดนอ้ยลงตาม

ไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาทาํให้บริษทัตอ้งการลดปริมาณลกัษณะบกพร่องของ

ผลิตภณัฑ ์จึงเกิดเหตุผลในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

สําหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

ของกลุ่มลูกคา้ระบบส่ือสารโทรคมนาคม รหัสผลิตภณัฑ์ LL0325232XXX โดยจะทาํการศึกษา 

เก็บขอ้มูล มาทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อลดลกัษณะ

บกพร่องของผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการผลิตและจากลูกคา้ร้องเรียน ในบริษทัฯ ตวัอยา่งเท่านั้น  

 

1.4 แผนการดําเนินงาน 

 

ลาํดบั 

  ท่ี 
ขั้นตอนการทาํวิจยั ระยะเวลา 

2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ศึกษาขอ้มูลโดยใชห้ลกัการ 7QC 

Tools 

2 เดือน        

2 

ประเมินและวเิคราะห์ปัญหา โดย

ใชห้ลกัการ C&E Matrix  และ 

FMEA 

2 เดือน        

3 กาํหนดเป้าหมาย 1 เดือน        

4 

ดาํเนินการแกไ้ขและเปรียบเทียบ 

ผลการดาํเนินงาน โดยใชห้ลกัการ 

Poka-Yoke  และ Visual Control 

5 เดือน        

5 สรุปผลการวิจยั 1 เดือน        

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  ตลอดจนนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มลูกคา้อ่ืนได ้

 



 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 

เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยในการรวบรวมขอ้มูลการอธิบาย  และช่วยเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ 

เพื่อติดตามดูผลการดาํเนินการผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของขอ้บกพร่องและเพื่อตรวจสอบ  ซ่ึงเคร่ืองมือ

ดงักล่าวประกอบดว้ย 

(1) ใบบนัทึกขอ้มูล (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มท่ีมีการออกแบบใหมี้ช่องว่าง เพ่ือจะใช้

ในการบนัทึกขอ้มูลไดง่้ายและสะดวก ถูกตอ้ง ไม่ยุ่งยาก ในการออกแบบฟอร์มทุกคร้ังตอ้งมี

วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน โดยวตัถุประสงคข์องการออกแบบฟอร์มในการเกบ็ขอ้มูลมีดงัน้ี 

เพื่อควบคุมและติดตาม (Monitoring) ผลการดาํเนินการผลิต 

เพื่อการตรวจเช็ค 

เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 ใบบนัทึกขอ้มูล (Check Sheet) 

ขนาดทีก่าํหนด  
จํานวนช้ินทีต่รวจสอบ 

ความถี ่
1 2 3 4 5 6 

 -5        

 -4 X      1 

 -3 X X     2 

 -2 X X X    3 

 -1 X X X X X  5 

5 0 X X X X X X 6 

 1 X X X X   4 

 2 X X X    3 

 3 X X     2 

 4 X      1 
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(2) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)  เป็นแผนภูมิแท่งท่ีไดช่ื้อตามนกัเศรษฐศาสตร์ชาว

อิตาลี Wifredo Pareto ท่ีนาํขอ้มูลการแจกแจงของปัญหา  แลว้มาแสดงโดยเรียงลาํดบัความสาํคญั

จากความถ่ีมากไปหาความถ่ีนอ้ย   นอกจากนั้นแผนภูมิพาเรโตยงัแสดงถึงการตรวจพบปัญหา และ

ความถ่ีของการเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน ในการใชแ้ผนภูมิพาเรโตเพื่อเลือกแกปั้ญหา อาจเลือก

แกปั้ญหาท่ีสําคญัท่ีสุด  หรือลาํดบัรองลงมาก็ไดต้ามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิมาก

ท่ีสุด 
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ภาพที ่2.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

 

(3) กราฟ (Graph) คือ แผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล

และวิเคราะห์ผลของขอ้มูลดงักล่าว เป็นเคร่ืองมือท่ีง่าย และสะดวกต่อการส่ือความหมายและความ

เขา้ใจ การแสดงขอ้มูลดว้ยมีกราฟมีหลายวิธี  เช่น กราฟแท่ง กราฟเสน้ กราฟวงกลม  เป็นตน้  
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ภาพที ่2.3 กราฟเสน้ (Line Graph) 
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ภาพที ่2.4 กราฟแท่ง (Bar Graph) 

 

(4) แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)  หรือแผนผงักา้งปลา (Ishikawa / 

Fishbone Diagram) คือ แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของปัญหา (ผล) กบัปัจจยัต่าง ๆ  

(สาเหตุ) ท่ีเก่ียวขอ้ง  เส้นแกนนอนแสดงสาเหตุหลกัของปัญหา ส่วนเส้นท่ีแยกจากเส้นแกนแสดง

สาเหตุยอ่ยท่ีเกิดข้ึน ใชเ้พื่อการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหาหรือส่ิงท่ีสนใจโดยใชว้ิธีการระดมสมอง ซ่ึง

จะช่วยใหทุ้กคนมีส่วนรวมในการแยกแยะ ตรวจสอบ  โดยสาเหตุของปัญหาจะแสดงไวท่ี้หวัปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
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(5) แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)  คือ ผงัท่ีใชแ้สดงค่าของขอ้มูลท่ีเกิดจาก

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั ว่ามีแนวโนม้ไปในทางใด  เพ่ือท่ีจะใชห้าความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริง 

โดยตวัแปร X  คือ ตวัแปรอิสระ หรือค่าท่ีปรับเปล่ียนไป  ตวัแปร Y คือ ตวัแปรตาม  หรือผลท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของตวัแปร X 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) 

 

(6) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือ แผนภูมิท่ีแยกสาเหตุความผนัแปรแบบผิด

ธรรมชาติ (Special Cause) ของขอ้มูลออกจากสาเหตุผนัแปรแบบธรรมชาติ (Common Cause) ใช้

สําหรับการวิเคราะห์ความเสถียรภาพของขอ้มูลประเภทเดียว  ภายใตห้ลกัการ Demming ท่ีว่า 

“ความผนัแปรส่วนใหญ่จะตอ้งมาจากสาเหตุธรรมชาติ (แบบสุ่ม)”  ซ่ึงเป็นแนวทางในการควบคุม

กระบวนการ  โดยการติดตามและตรวจจบัขอ้มูลท่ีอยูอ่อกนอกขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
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(7) ฮิสโตแกรม (Histogram) คือ กราฟแท่งแบบเฉพาะ โดยแกนตั้งจะเป็นตวัเลขแสดง 

“ความถ่ี” และมีแกนนอนเป็นขอ้มูลของคุณสมบติัของส่ิงท่ีเราสนใจ โดยเรียงลาํดบัจากนอ้ยท่ีใชดู้

ความแปรปรวนของกระบวนการ โดยการสงัเกตรูปร่างของฮิสโตแกรมท่ีสร้างข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดม้า

โดยการสุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 ฮิสโตแกรม (Histogram) 

 

2.1.2 เมตริกซ์เหตุและผล (Cause and Effect Matrix: C&E Matrix)  

C&E Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรหรือปัจจยัหลกั

ในกระบวนการผลิต โดยการให้คะแนนความสําคญัของแต่ละตวัแปรหรือปัจจยั จากการระดม

ความรู้หรือประสบการณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต  ซ่ึง C&E Matrix จะช่วยคดัเลือกว่า

ตวัแปรหรือปัจจยัใดควรไดรั้บการตรวจสอบ  เพ่ือระบุว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุ (Cause) และ

ผล (Effect) ท่ีเกิดข้ึน  สามารถบ่งบอกไดว้่าตวัแปรหรือปัจจยัเหล่าน้ีนั้นมีความจาํเป็นท่ีควรไดรั้บ

การควบคุม  และนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพ (Failure 

Mode and Effect Analysis: FMEA) ในลาํดบัต่อไป 

องคป์ระกอบและลาํดบัขั้นตอนของการสร้าง C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ จะ

ดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 

(1) การกาํหนด output ท่ีเห็นวา่มีความสาํคญั 

(2) การจดัลาํดบั output ตามความสาํคญั  โดยอาจมาจากเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายหรือ

ตวัเลข 1-10  (สาํคญันอ้ยสุดไปถึงสาํคญัมากสุด) 

(3) การใส่รายการขั้นตอนการทาํงานและ input ทุก ๆ ตวั 

(4) การใหค้ะแนนอนัดบัของ input  ดว้ยการพิจารณาผลท่ี input ตวันั้นจะส่งถึง output 

แต่ละตวั 
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(5) การระบุตวั input ท่ี “วิกฤต” ต่อผลลพัธ์โดยการพิจารณ์ท่ีผลรวม 

 

ตารางที ่2.1 แบบฟอร์ม C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ 

 

 

2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพ (Failure Mode and 

Effect Analysis: FMEA) 

FMEA คือกลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประการหน่ึง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับรู้และประเมิน

ถึงแนวโนม้ของขอ้บกพร่อง (Potential Failure) ของผลิตภณัฑ/์กระบวนการหน่ึง และผลกระทบ 

(Effects) จากขอ้บกพร่องดงักล่าว  และเป็นการบ่งช้ีถึงการปฏิบติัการท่ีสามารถกาํจดัท้ิงหรือลด

โอกาสการเกิดขอ้บกพร่อง  รวมทั้งเป็นการดาํเนินการจดัทาํกระบวนการทั้งหมดอยูใ่นรูปเอกสาร  

โดยทัว่ไป FMEA จะจาํแนกตามจุดประสงคใ์นการใชง้านออกเป็น 3 ประเภท  คือ 

(1) DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis)  คือ การปรับปรุงการออกแบบ

โดยวิธีการ FMEA 
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(2) PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) คือ การปรับปรุงการผลิตโดย

วิธีการ FMEA 

(3) SFMEA (Service Failure Mode and Effect Analysis) คือ การปรับปรุงการบริการโดย

วิธีการ FMEA 

ขั้นตอนของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยหลกัการ FMEA 

(1) การกาํหนดแผนผงัการดาํเนินงาน (Process Flow) เช่น การออกแบบ การผลิต การ

บริการ 

(2) การกาํหนดหนา้ท่ีหลกัของผลิตภณัฑ ์

(3) การวิเคราะห์คุณลกัษณะความเสียหาย (Failure Mode) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ ์

(4) การหาสาเหตุของการเกิดคุณลกัษณะความเสียหาย (Cause of Failure Mode) 

(5) การพิจารณาวา่ลูกคา้จะรู้ไดอ้ยา่งไร  ถา้เกิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑ ์(Effect) 

(6) การกาํหนดระดบัของความรุนแรงของผลกระทบ (S = Severity) ดงัแสดงในตารางท่ี 

2.2 (จาก AIAG (2001)) 

 

ตารางที ่2.2 ตวัอยา่งกฎเกณฑก์ารประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ 

 

ผลกระทบจาก 

ขอ้บกพร่อง 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ีมีต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

ความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ีมีต่อกระบวนการภายใน 

คะแนน 

เกิดอนัตรายโดย

ไม่มีการเตือน 

มีผลกระทบต่อความปลอดภยั

ของผูใ้ช ้ หรือขดัต่อกฎหมาย

โดยไม่มีการเตือนล่วงหนา้ 

มีผลกระทบต่อการเกิดอนัตรายต่อ

พนกังาน (หรือเคร่ืองจกัร) โดยไม่มี

การเตือนล่วงหนา้ 

10 

เกิดอนัตรายโดย

มีการเตือน 

มีผลกระทบต่อความปลอดภยั

ของผูใ้ช ้ หรือขดัต่อกฎหมาย

โดยมีการเตือนล่วงหนา้ 

มีผลกระทบต่อการเกิดอนัตรายต่อ

พนกังาน (หรือเคร่ืองจกัร) โดยมี

การเตือนล่วงหนา้ 

9 

ผลกระทบสูงมาก ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถใชง้าน

ได ้ เน่ืองจากสูญเสียหนา้ท่ี

หลกั 

ผลิตภณัฑท์ั้งหมด (100%)  อาจตอ้ง

ถูกทาํลายหรือส่งซ่อมแซม  โดยใช้

เวลามากกวา่ 1 ชัว่โมง 

8 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผลกระทบจาก 

ขอ้บกพร่อง 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ีมีต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

ความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ีมีต่อกระบวนการภายใน 

คะแนน 

ผลกระทบสูง ผลิตภณัฑน์าํไปใชง้านได ้ แต่ 

ระดบัสมรรถนะลดลงจนทาํ

ใหลู้กคา้ไม่พอใจมาก 

อาจมีการตรวจสอบผลิตภณัฑแ์บบ

คดัเลือก  และผลิตภณัฑบ์างส่วน

อาจถูกทาํลายหรือส่งเขา้ซ่อมแซม

ระหวา่งคร่ึงถึงหน่ึงชัว่โมง 

7 

ผลกระทบปาน 

กลาง 

ผลิตภณัฑน์าํไปใชง้านได ้ แต่ 

ขาดความสะดวกสบายและทาํ

ใหลู้กคา้ไม่พอใจ 

ผลิตภณัฑบ์างส่วนอาจถูกทาํลาย

และไม่ตอ้งตรวจสอบแบบคดัเลือก 

หรือส่งเขา้ซ่อมแซม ตํ่ากวา่คร่ึง

ชัว่โมง 

6 

ผลกระทบตํ่า ผลิตภณัฑน์าํไปใชง้านไดด้ว้ย 

ความสะดวกสบาย  แต่ระดบั 

สมรรถนะลดลง 

ผลิตภณัฑท์ั้งหมด (100%)  อาจตอ้ง

ไดรั้บการซ่อมแซมนอก

สายการผลิต 

5 

ผลกระทบตํ่ามาก ความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์

ไม่ดีนกั  ลูกคา้ส่วนใหญ่ 

(>75%)  สงัเกตเห็น

ขอ้บกพร่องได ้

ผลิตภณัฑอ์าจไดรั้บการตรวจสอบ

แบบคดัเลือก  โดยไม่มีผลิตภณัฑท่ี์

ตอ้งถูกทาํลายแต่บางส่วนอาจไดรั้บ

การซ่อมแซม 

4 

ผลกระทบ

เลก็นอ้ย 

ความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ ์

ไม่ดีนกั ลูกคา้ประมาณคร่ึงหน่ึง 

สงัเกตเห็นขอ้บกพร่องได ้

ผลิตภณัฑบ์างส่วนอาจตอ้งไดรั้บ

การซ่อมแซมในสายการผลิต  แต่

นอกจุดปฏิบติังานท่ีตอ้งถูกทาํลาย 

3 

เกือบไม่มี

ผลกระทบ 

ความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ์

ไม่ดีนกั  ลูกคา้ส่วนนอ้ย 

(>25%)  สงัเกตเห็น

ขอ้บกพร่องได ้

ผลิตภณัฑบ์างส่วนอาจตอ้งไดรั้บ

การซ่อมแซมในสายการผลิตท่ีจุด

ปฏิบติังาน โดยไม่มีผลิตภณัฑท่ี์

ตอ้งถูกทาํลาย 

2 

ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบท่ีสงัเกตเห็นได ้ อาจมีความไม่สะดวกสบายเลก็นอ้ย

ต่อการปฏิบติังาน หรือตวัพนกังาน

หรือไม่มีผลกระทบใด ๆ 

1 
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(7) การพิจารณาถึงโอกาสของสาเหตุของการเกิดคุณลกัษณะความเสียหาย  (O = Occurrence 

of Cause of Failure Mode) 

การกาํหนดคะแนนใหก้บัโอกาสการเกิด จะตอ้งอาศยัอตัราขอ้บกพร่องท่ีเป็นไปได ้ ท่ี

จะข้ึนอยู่กบัจาํนวนของขอ้บกพร่องท่ีมีการคาดหมายในระหว่างการปฏิบติักบักระบวนการ หรือ

อาจไดม้าจากขอ้มูลเชิงสถิติ Ppk (ดชันีความสามารถเชิงสมรรถนะ)  สาํหรับกระบวนการท่ีคลา้ยคลึง

กนั  โดย 

 

 

  

เม่ือ USL, LSL = พิกดัเฉพาะดา้นบนและล่าง โดยลาํดบั 

x̄ = ค่ากลางของกระบวนการ 

σIt = ค่าความผนัแปรของกระบวนการในระยะยาว 

แต่อย่างไรก็ตามจะตอ้งใชก้ารตดัสินใจเชิงอตัตวิสัยในการช่วยประเมินผล ดงัแสดง

ตวัอยา่งกฎเกณฑใ์นตารางท่ี 2.3 (จาก AIAG (2001)) 

 

ตารางที ่2.3 ตวัอยา่งกฎเกณฑก์ารประเมินผลโอกาสการเกิดข้ึนของสาเหตุ 

 

โอกาสในการเกิดข้ึนของสาเหตุหน่ึง ๆ อตัราขอ้บกพร่องท่ีเป็นไปได ้

(ppm) 

Ppk คะแนน 

สูงมาก : เกิดขอ้บกพร่องเป็นประจาํ ≥ 100,000 ( หรือ 10%) < 0.55 10 

50,000 ( หรือ 5%) ≥ 0.55 9 

สูง : เกิดขอ้บกพร่องบ่อย 20,000 ( หรือ 2%) ≥ 0.78 8 

10,000 ( หรือ 1%) ≥ 0.86 7 

ปานกลาง : เกิดขอ้บกพร่องเป็นคร้ังคราว 5,000 ( หรือ 0.5%) ≥ 0.94 6 

2,000 ( หรือ 0.2%) ≥ 1.00 5 

1,000 ( หรือ 0.1%) ≥ 1.10 4 

ตํ่า : เกิดขอ้บกพร่องค่อนขา้งนอ้ย 500 ≥ 1.20 3 

100 ≥ 1.30 2 

ห่างไกล : เกือบไม่มีโอกาสเกิดขอ้บกพร่องเลย ≤ 10 ≥ 1.67 1 

 

(2.1) 
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(8) การพิจารณาวิธีการปัจจุบนัท่ีทาํการตรวจจบัการเกิดคุณลกัษณะความเสียหาย  (D = 

Detectability of Cause of Failure Mode) 

ตารางท่ี 2.4 แสดงถึงตวัอย่างของกฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการ

ตรวจจบัของระบบการควบคุมกระบวนการ  (จาก AIAG (2001)) 

 

ตารางที ่2.4 ตวัอยา่งกฎเกณฑก์ารประเมินผลการตรวจจบัของระบบการควบคุม 

 

การตรวจจบั กฎเกณฑ ์

ประเภท 

การตรวจสอบ ขอบเขตวิธีการตรวจจบั คะแนน 

A B C 

เกือบเป็นไป 

ไม่ได ้

ไม่มีระบบการตรวจจบั

ใด ๆ 

  X ไม่สามารถตรวจจบั หรือ

ตรวจสอบได ้

10 

ห่างไกลมาก มีระบบควบคุม แต่ไม่

สามารถตรวจจบั

ขอ้บกพร่องได ้

  X การควบคุมกระทาํไดท้างออ้ม 

หรือสุ่มตรวจสอบเท่านั้น 

9 

ห่างไกล มีระบบควบคุม แต่มี

โอกาสนอ้ยมากท่ีจะ

ตรวจจบัขอ้บกพร่องได ้

  X การควบคุมทาํไดด้ว้ยการ

ตรวจสอบดว้ยตาเปล่าเท่านั้น 

8 

ตํ่ามาก มีระบบควบคุม แต่มี

โอกาสนอ้ยมากท่ีจะ

ตรวจจบัขอ้บกพร่องได ้

  X การควบคุมทาํไดด้ว้ยการ

ตรวจสอบดว้ยตาเปล่าสองคร้ัง

เท่านั้น 

7 

ตํ่า มีระบบควบคุม และ

อาจจะตรวจจบั

ขอ้บกพร่องได ้

 X X การควบคุมกระทาํไดด้ว้ย

แผนภูมิ SPC 

6 

ปานกลาง มีระบบควบคุม และ

อาจจะตรวจจบั

ขอ้บกพร่องได ้

 X  มีการควบคุมโดยใชเ้คร่ืองมือ

วดั หรือ Go/No  Go วดัช้ินงาน

ก่อนออกจากจุดปฏิบติังาน 

5 
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ตารางที ่2.4 (ต่อ) 

 

การตรวจจบั กฎเกณฑ ์

ประเภท 

การตรวจสอบ ขอบเขตวิธีการตรวจจบั คะแนน 

A B C 

ค่อนขา้งสูง มีระบบควบคุม  และ

มีโอกาสสูง ท่ีจะ

ตรวจจบัขอ้บกพร่อง

ได ้

X X  มีการตรวจจบัในกระบวนการ

ถดัไป  หรือใชเ้คร่ืองมือวดัวดั

ช้ินงานแรกตอนการปรับตั้ง 

4 

สูง มีระบบควบคุม  และ

มีโอกาสสูง ท่ีจะ

ตรวจจบัขอ้บกพร่อง

ได ้

X X  มีการตรวจจบัความผดิพลาด

ท่ีจุดปฏิบติังาน  หรือท่ี

กระบวนการถดัไป 

3 

สูงมาก มีระบบควบคุม  และ

เกือบจะมัน่ใจวา่

สามารถตรวจจบั

ขอ้บกพร่องได ้

X X  มีการตรวจจบัความผดิพลาด

ท่ีจุดปฏิบติังาน  ดว้ยเคร่ืองมือ

อตัโนมติั 

2 

สูงมาก มีระบบควบคุม  และ

มัน่ใจวา่สามารถ

ตรวจจบัขอ้บกพร่อง

ได ้

X   ไม่มีโอกาสเกิดผลิตภณัฑ์

บกพร่อง เพราะใช ้Poka-Yoke  

ในขั้นตอนการออกแบบ

กระบวนการ 

1 

 

หมายเหตุ : A = การป้องกนัความผดิพลาด 

     B = การใชอุ้ปกรณ์วดั (Gauging) 

     C = การตรวจสอบโดยอาศยับุคคล (Manual Inspection) 

(9)  คาํนวณค่า Risky Priority Number (RPN) = S x O x D 

(10) จดัอนัดบัปัญหา 

(11) แกไ้ขและปรับปรุง 

โดยองคป์ระกอบและลาํดบัขั้นตอนของการสร้าง FMEA สาํหรับกระบวนการท่ีได้

อธิบายไวใ้นขา้งตน้นั้น  นาํมาใชก้บัแบบฟอร์ม FMEA สาํหรับกระบวนการ  ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 2.5 
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ตารางที ่2.5  แบบฟอร์ม FMEA สาํหรับกระบวนการ 

 

 

สถานี 
รายละเอยีด

สถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหายทีจ่ะ

เกดิ 

แนวโน้ม

ผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้ 

Severity 

แนวโน้ม

สาเหตุ/ขั้นตอน

ทีท่าํให้เกดิ

ความเสียหาย 

Occurrence 

วธีิการ

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบัน 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบัน 

Detect. RPN ข้อเสนอแนะ 
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สรุป คือ การใชห้ลกัการ FMEA มาวิเคราะห์และแกไ้ขรากของปัญหาท่ีแทจ้ริงใน

กระบวนการ (ออกแบบ ผลิต หรือบริการ) จะทาํใหผู้ผ้ลิตมีมุมมองในการแกไ้ขปัญหาท่ีครอบคลุม

มากข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้ปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนซํ้ าซากลดลงไป ทาํให้กระบวนการผลิตมีความผนัแปรท่ี

ลดลง  นั่นหมายถึงว่าผลผลิตทุกช้ินจะมีคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

สุดทา้ยแลว้ผลพลอยไดท่ี้ตามมากคื็อ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อผลผลิตนั้น ๆ อยา่งสูงสุด 

2.1.4 วงจร P-D-C-A (Deming Cycle) 

วงจร P-D-C-A  เป็นโครงร่างสาํหรับกิจกรรมการปรับปรุงพฒันาโดยมีขั้นตอนพื้นฐาน

ต่อไปน้ี 

(1) การวางแผน (Plan) เร่ิมตน้โดยการศึกษากระบวนการท่ีใชอ้ยู ่ บนัทึกกระบวนการน้ี

แลว้จึงระบุปัญหา  จากนั้นกส็าํรวจขอ้มูลและวางแผนการปรับปรุง  และสร้างมาตรการเพื่อประเมิน

แผนงาน 

(2) การปฏิบติัตามแผน (Do) การนาํแผนงานไปปฏิบติั  ถา้เป็นไปไดค้วรทาํเพียงวงแคบ

ก่อนบนัทึกการเปล่ียนแปลงใดท่ีเกิดข้ึน  รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบสาํหรับการประเมิน 

(3) การตรวจสอบ (Check) ประเมินขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้จากการปฏิบติัตามแผน ตรวจสอบ

อยา่งใกลชิ้ดวา่ผลท่ีไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีวางไวใ้นช่วงการวางแผนหรือไม่ 

(4) การดาํเนินการ (Action)  หากผลท่ีไดป้ระสบความสาํเร็จกค็วรทาํใหก้ระบวนการใหม่

เป็นมาตรฐานและส่ือสารกระจายขอ้มูล  ให้กับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการทาํให้เกิด

ความคุน้เคยกบักระบวนการใหม่น้ี  หากผลท่ีไดไ้ม่ประสบความสาํเร็จใหล้องทบทวนแผนงานใหม่ 

2.1.5 หลกัการควบคุมกระบวนการ 

สาํหรับการควบคุมกระบวนการนั้นมีองคป์ระกอบของการควบคุมตามลาํดบัคือ 

(1) การเลือกหวัขอ้ควบคุม (Control Subject) 

(2) การกาํหนดระบบการวดั 

(3) การกาํหนดมาตรฐานของสมรรถนะ 

(4) การวดัผลสมรรถนะจริง 

(5) การเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 

(6) การแกปั้ญหา 

วิธีการควบคุมกระบวนการอาจจะไดรั้บการจาํแนกออกไดห้ลายวิธีดว้ยกนั  ไดแ้ก่ 

1. วิธีป้องกนัความเผลอเรอ (Poka-Yoke) 

สามารถกาํหนดเป็นหลกัการของการป้องกนัความเผลอเรอได ้5 ประการคือ  การกาํจดั 

(Eliminate) การแทนท่ี (Replacement) การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) การตรวจจบั (Detection) 



 

 

 

18 

และการลดความรุนแรง (Mitigation) จากหลกัการดงักล่าวสามารถนาํมาซ่ึงกลไกของอุปกรณ์ของ

การป้องกนัความเผลอเรอได ้ 3 ประการคือ การหยดุ การบงัคบั และการใชส้ัญญาณเตือน ทาํให้

จาํแนกระบบของการป้องกนัความเผลอเรอไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

(1) ประเภทหนา้ท่ีท่ีบงัคบั (Regulatory Functions) โดยข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการใช้

งาน  ซ่ึงแบ่งเป็นวิธีการควบคุม และวิธีการเตือน 

(2) ประเภทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด (Setting Functions) โดยข้ึนอยูก่บัเทคนิคท่ีใชใ้นระบบการ

ป้องกนัความเผลอเรอ ซ่ึงแบ่งเป็นวิธีการสัมผสั วิธีกาํหนดจาํนวนคร้ังของการเคล่ือนไหว และวิธี

กาํหนดขั้นตอนการเคล่ือนไหว 

2. วิธีการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 

ซ่ึงหลกัการสาํคญัของการจดัการดว้ยสายตา คือการแยกแยะส่ิงผดิปกติออกจากส่ิงปกติ 

โดยมีวิธีการจดัแสดงของจริง แผนผงั รายการ ระเบียบปฏิบติังาน และบนัทึกการปฏิบติังาน เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือเตือนใจใหไ้ดรั้บรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ โดยการตรวจจบัดว้ยสายตาและ

สามารถตดัสินใจไดใ้นเวลาสั้น ๆ 

3. การควบคุมดว้ยตนเอง (Self-Control) 

ระบบการควบคุมดว้ยตนเอง คือระบบการควบคุมท่ีทาํให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกคนได้

ทาํงานไดต้ามจุดประสงคด์า้นคุณภาพ  ซ่ึงเกณฑส์าํหรับกาํหนดสถานะมี 3 ประการดงัน้ี 

(1) ความรู้ท่ีทาํใหพ้นกังานทราบวา่ทาํอะไร 

(2) ความรู้ท่ีทาํใหพ้นกังานทราบวา่พนกังานกาํลงัทาํอะไร 

(3) ความสามารถและความปรารถนาในการปฏิบติัการกบักระบวนการใหมี้ความผนัแปร

ตํ่าท่ีสุด 

4. การควบคุมกระบวนการโดยอาศยัสถิติ (SPC) 

แนวความคิดท่ีสาํคญัคือ การตรวจจบัสาเหตุความผนัแปรท่ีผิดปกติของขอ้มูล  จาก

กระบวนการแลว้ทาํการกาํจดัสาเหตุดงักล่าวท้ิง โดยเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัมากต่อการตรวจจบั

สาเหตุความผนัแปรดงักล่าว  คือแผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

5. การตรวจสอบผลิตภณัฑ ์

ไดจ้าํแนกการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับออกเป็น 4 ประเภท  คือ 

(1) การตรวจสอบแบบ 100% 

(2) การตรวจสอบคร้ังคราว (Spot-Check) 

(3) การใหค้าํรับรอง (Certification) 

(4) การชกัส่ิงตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling) 
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2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริรัตน์ เซียวประยรู (2547) ไดศึ้กษาการลดของเสียในกระบวนการหล่อฝาสูบอะลูมิเนียม 

โดยมีเป้าหมายคือ ลดจากเปอร์เซ็นตข์องเสีย 90.1% ของอาการเสียใหล้ดลงใหน้อ้ยท่ีสุด  งานวิจยัน้ี

เร่ิมจากการวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัโดยการระดมสมอง โดยใชผู้มี้ความรู้เฉพาะทางซ่ึงไดปั้จจยัมา

ทั้งหมด 17 ปัจจยั  จากนั้นไดน้าํมาประเมินผลใหค้ะแนนค่าความรุนแรงของผลกระทบ โอกาสการ

เกิดและผลการตรวจจบัระดับควบคุม  เพ่ือแสดงลาํดบัความสําคญัของการเส่ียงท่ีจะทาํให้เกิด

ปัญหาโพรงหดตวั  ซ่ึงจากค่า RPN งานวิจยัน้ีไดน้าํคะแนน RPN มาทาํการวิเคราะห์ผา่นพาเรโต 

เพื่อดูความมีเสถียรภาพของขอ้มูล  ซ่ึงจากพาเรโตพบว่าปัจจยัท่ีนาํมาออกแบบการทดลองเพื่อหา

ระดบัปัจจยัท่ีใหค่้าอตัราการแขง็ตวัของงานหล่อฝาสูบอะลูมิเนียมมากท่ีสุด  มีทั้งหมด 3 ปัจจยั โดย

นําปัจจัยเหล่าน้ีไปทาํการออกแบบการทดลอง และจากผลการทดลองน้ีเองจึงได้ค่าปัจจัยท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

ทิพากร วงษน์าม (2548) ไดท้าํศึกษาการลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยาง

ของรถจกัรยานยนตโ์ดยเทคนิค FMEA  งานวิจยัน้ีเร่ิมจากการศึกษากระบวนการผลิตและของเสียท่ี

เกิดข้ึน หลงัจากนั้นจึงระดมสมองเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขอ้บกพร่อง โดยใชแ้ผนผงั 

แผนภาพกา้งปลา และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบสาํหรับกระบวนการผลิต 

(PFMEA)  และใหที้มผูเ้ช่ียวชาญในแต่แผนกท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ความรุนแรง ค่า

โอกาสในเกิดขอ้บกพร่อง และค่าความสามารถในการตรวจจบัขอ้บกพร่อง  เพื่อนาํไปคาํนวณค่า

คะแนนความเส่ียง (RPN) และไดด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีมีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนข้ึนไป 

โดยประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีคือ สามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได้

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และสามารถใชง้านวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค FMEA ใน

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการอีกดว้ย 

อภิชิต ศรัณยนิตย ์(2548) ไดศึ้กษาการลดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก 

โดยใช้หลกัการทางสถิติมาช่วยทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์  และใชห้ลกัการทางทฤษฎีดา้นโพลิเมอร์เขา้มาอธิบายถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ เพื่อทาํการปรับปรุงสภาพปัญหาของโรงงาน 

เภสชั ชยัพงษ ์(2548) ไดศึ้กษาการลดของเสียท่ีเกิดจากฝุ่ นของชุดหวัอ่าน - เขียน สาํหรับ

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ : กรณีศึกษาโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  การวิจยัมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาของเสียท่ีเกิดจากฝุ่ นในชุด หัวอ่าน - เขียน สาํหรับฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟขนาด 2.5 น้ิว  

ซ่ึงใชใ้นคอมพิวเตอร์แบบ NoteBook งานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้ถึงการศึกษาแนวทางใหม่ในการทาํ

ความสะอาดช้ินส่วนยอ่ย  ก่อนนาํเขา้สู่สายการประกอบชุดหวัอ่าน - เขียน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีทาํความ
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สะอาดช้ินส่วนย่อยแต่ละช้ินส่วนให้บรรลุตามขอ้กาํหนด เก่ียวกบัการตกคา้งของอนุภาคฝุ่ นท่ี

ควบคุมภายในของบริษทัตวัอยา่งเสียก่อน จึงจะสามารถนาํเขา้สู่สายการประกอบชุดหวัอ่าน - เขียน

ไดจ้ากนั้นจึงทาํความสะอาดชุดหวัอ่าน – เขียนสาํเร็จรูปอีกเป็นคร้ังสุดทา้ย  เพื่อใหป้ริมาณอนุภาค

ฝุ่ นท่ีตกคา้งบนชุด หวัอ่าน - เขียนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 

สุพฒัตรา เกษราพงศ ์ (2550) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์รูปแบบของเสียและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตถุงเทา้  โดยงานวิจยัเร่ิมจากศึกษากระบวนการผลิตโดยใชแ้ผนภูมิการ

ไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา เม่ือพบปัญหาแลว้ใชเ้ทคนิค

แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ  ต่อมา

ทาํการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพ สาํหรับกระบวนการผลิตโดยใช้

เทคนิค (Process Failure Mode and Effect Analysis: PFMEA)  หลงัจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญการผลิต

วิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงของขอ้บกพร่อง (Severity: S) การเกิดขอ้บกพร่อง (Occurrence: 

C) และการควบคุมกระบวนการ (Detection: D)  เพื่อคาํนวณค่าดชันีความเส่ียงของขอ้บกพร่อง 

(Risk Priority Number: RPN)  ซ่ึงค่า RPN ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ปัญหาเส้นดา้ยขาดของแผนกกรอ

เสน้ดา้ย  มีค่า RPN เท่ากบั 400 ภายหลงัการปรับปรุงในดา้นการตรวจสอบคุณภาพเส้นดา้ย, ดา้นการ

ตั้งค่าความเร็วรอบของเคร่ืองจกัร  และดา้นการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรทาํใหค้่า RPN  ลดลงเหลือ 280 

สุวิมล จนัทร์แกว้ (2549) ไดศึ้กษาการลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตลอ้อลูมิเนียมอลัลอยด ์

โดยใชก้ารวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพ (Failure Mode and Effects 

Analysis: FMEA) มาใชใ้นการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตของโรงงานตวัอยา่ง 

การศึกษาเร่ิมจากการพิจารณากระบวนการผลิตลอ้อลูมิเนียมอลัลอยด์ของโรงงานตวัอย่าง และ

คน้หาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขอ้บกพร่องในทุกกระบวนการผลิต โดยอาศยัการระดมสมองดว้ย

แผนผงัแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบดา้นคุณภาพสาํหรับ

กระบวนการผลิต (PFMEA) จากนั้นกาํหนดทีมผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกกระบวนการ มา

วิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของขอ้บกพร่อง ค่าโอกาสการเกิดขอ้บกพร่อง และค่าโอกาส

การตรวจพบขอ้บกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อคาํนวณหาค่าดชันีความเส่ียงช้ีนาํ (RPN) ซ่ึงเป็น

ค่าท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้บกพร่องข้ึน จากนั้นใชก้ารระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ขอ้บกพร่องเหล่านั้น ผลการดาํเนินการแกไ้ขเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่าเปอร์เซ็นตข์องเสีย มูลค่า

ของเสีย และค่าคะแนนดชันีความเส่ียงช้ีนาํ (RPN)  พบวา่ลดลง 

จิระเดช ดิสสนั (2551) ไดศึ้กษาการลดสดัส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดย

ใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ยหลกัการทางสถิติ  งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาการควบคุม

กระบวนการผลิต  โดยนาํเอาเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control) 
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มาใชใ้นกระบวนการผลิต  มีการนาํเอาโปรแกรมสาํเร็จรูป Minitab V.14.0 มาช่วยในการควบคุม

กระบวนการผลิต  และนาํเอาเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง มาช่วยทาํการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ

คน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ผลจากการวิจยัน้ีสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิต อีกทั้งสามารถลดการสูญเสียมูลค่าของสินคา้ไดอี้กดว้ย 

จุฑาทิพย ์ทะประสพ (2551) ไดศึ้กษาการลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี คือ เพื่อหาสาเหตุหลกัของปัญหาคุณภาพในกระบวนการพิมพบ์รรจุ

ภณัฑ์พลาสติกและพฒันาวิธีการปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อลดของเสียโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

คุณภาพ ไดแ้ก่ กราฟ แผนภาพการกระจาย แผนผงัแสดงสาเหตุและผล แผนภาพพาเรโต แผนผงั

กลุ่มเช่ือมโยง แผนผงัตน้ไม ้การออกแบบการทดลอง และแผนภูมิควบคุม  ซ่ึงในระหว่างการ

ดาํเนินงานวิจยันั้น  ผูว้ิจยัไดมี้การจดัตั้งทีมงานสําหรับปรับปรุงคุณภาพของโรงงาน และเป็นผูมี้

ส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพของโรงงาน  ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยัน้ีประกอบไปดว้ย 

5 ระยะ ไดแ้ก่  (1) ระยะการกาํหนดปัญหา  (2) ระยะการหาสาเหตุหลกัของปัญหา  (3) ระยะการหา

วิธีการแกปั้ญหา  (4) ระยะการนาํวิธีการแกปั้ญหาไปปฏิบติัไดด้าํเนินการตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

(5) ระยะการประเมินผลพบวา่ สามารถทาํใหเ้ปอร์เซ็นตข์องเสียรวมเฉล่ียลดลง 

คมสัน ศรีประสิทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาการลดของเสียในกระบวนการข้ึนรูปเน็ท  โดยหลกัการ

ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  การดําเนินงานเร่ิมต้นด้วยการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด

ขอ้บกพร่องของผลิตภัณฑ์ โดยผูว้ิจยัเร่ิมจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นทาํการ

วิเคราะห์สาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา  แลว้นาํปัจจยัท่ี

ไดม้าทาํการออกแบบการทดลอง  เพื่อทดสอบความมีนยัสาํคญัท่ีมีผลต่อขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ ์

หลงัจากการทดลองส่งผลใหข้องเสียรวมทั้งหมดของการข้ึนรูปเน็ทลดลง 

อรวรรณ วาดเขียน (2552) ไดศึ้กษาการลดความสูญเสียในกระบวนการเช่ือมคอยลแ์ละ

ทดสอบรอยร่ัว : กรณีศึกษา บริษทั พี.เอส.เอ. อินเตอร์-คู จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ผลิตและการเก็บขอ้มูลความสูญเสียเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข พบว่าปัญหามีสาเหตุมาจาก

วิธีการทาํงานและความผดิพลาดของพนกังาน  ตลอดจนการไม่สามารถใชท้รัพยากรการผลิตของ

โรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ไดท้าํการแกไ้ขโดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาแยกตามทรัพยากร

การผลิต  และกาํจดัสาเหตุของความสูญเสียเหล่านั้น และใชค่้าร้อยละของความสูญเสียเทียบกบั

จาํนวนคอยลท่ี์ผลิตเพื่อประเมินค่าความสูญเสีย  ภายหลงัจากการปรับปรุงดาํเนินงานตามขั้นตอน

การวิจยั  โดยเปรียบเทียบขอ้มูลผลการดาํเนินงานระหว่างก่อนและหลงัการแกไ้ขปรับปรุง พบว่า

จาํนวนความสูญเสียลดลง 



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

3.1 ขั้นตอนและวธีิการทาํวจัิย 

จากทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 2 สามารถนาํมาประยุกต์ใช ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือ ลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจร

ไฟฟ้า โดยวิ เคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ท่ี มีผลต่อกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX 

การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของลกัษณะบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัและทีมงานได้

ทาํการกาํหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินงานแกไ้ข ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แผนภาพการไหลของขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการผลิตของ

ผลิตภณัฑท่ี์เกิดลกัษณะบกพร่อง 

ดาํเนินการปรับปรุง 
และเปรียบเทียบผลการดาํเนินการ 

สรุปผลการดาํเนินการ 
และขอ้เสนอแนะ 

ประเมินและวเิคราะห์หา 
สาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

Cause and Effect Matrix 

FMEA 

 

7QC 

 

Poka-Yoke 

Visual Control 
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3.2 รายละเอยีดขั้นตอนในการดําเนินงาน 
3.2.1 ศึกษาขอ้มูลกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑท่ี์เป็นสาเหตุปัจจยัใหเ้กิดลกัษณะบกพร่อง 

และทาํการรวบรวมขอ้มูลลกัษณะบกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือ 7QC มาประยกุตใ์ช ้

ทั้งน้ีเลือกศึกษาจาก 

(1) แหล่งขอ้มูลภายนอก คือ เลือกศึกษาจากงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถ

นาํมาประยุกต์ใชก้บังานท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา โดยนาํเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมา

ประยุกต์ใชเ้พื่อหาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ และเพื่อเป็นให้พนักงานตระหนักถึงการ

ป้องกนัและตรวจสอบถึงขีดความสามารถในกระบวนการผลิตท่ีแทจ้ริง รวมถึงสามารถพฒันา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

(2) แหล่งขอ้มูลภายใน คือ ศึกษาผา่นกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อคน้หา รวบรวม

สาเหตุและแนวทางในการแกไ้ข โดยการสาํรวจบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลขั้นตอนการทาํงานจริง

ในปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

3.2.2 ดาํเนินการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง โดยผูท่ี้มีความรู้

เฉพาะทางในสายงานกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัตวัอยา่งดงักล่าว  ผา่นการระดมสมอง 

และอาศยัเทคโนโลยเีฉพาะดา้น ดว้ยการนาํแผนผงั C&E Matrix และเทคนิค FMEA มาประยกุตใ์ช ้

เพื่อให้เห็นภาพแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน สามารถระบุถึงปัจจยัสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

และสามารถเลือกใชห้ลกัการทฤษฎีท่ีสอดคลอ้ง มากาํหนดเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

3.2.3 ดาํเนินการปรับปรุงโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนหนา้  พร้อม

เปรียบเทียบผลการดาํเนินการระหวา่งผลก่อนการปรับปรุง  และผลท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงว่าเกิด

การเปล่ียนแปลงหรือเกิดประสิทธิภาพข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

3.2.4 สรุปผลการดาํเนินการว่ามีทิศทางการเปล่ียนแปลงอยา่งไร โดยลาํดบัขั้นอยา่งเป็นเหตุ

เป็นผลท่ีประกอบกนั  และพร้อมนาํเสนอแนวทางขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป  

 

3.3 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการผลติของผลติภัณฑ์ทีเ่กดิลกัษณะบกพร่อง 

ผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์จากบริษทัฯ ตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร

ในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ (Electronics 

Manufacturing Service: EMS) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผลิตภณัฑโ์ดยการบนัทึก

และอา้งอิงค่าจาก Check Sheet และระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555  
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พบว่า ผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลผลิตสุทธิท่ีไดจ้าก

กระบวนการผลิต  ซ่ึงหกัการสูญเสียออกทั้งหมด (Yield) อยูท่ี่ระดบั 99.40 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ซ่ึง

เป็นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัผลิตภณัฑอ่ื์น หรือมีความผิดพลาดดา้นคุณภาพ เกิด

ลกัษณะบกพร่องสูงมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการเกิดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑ์อ่ืน ณ 

สถานีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเตรียมส่งไปยงัลูกคา้ PFQA (Pre-FQA: Final Inspection of 

Production)  ดงัภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 เปอร์เซ็นตแ์สดงผลผลิตท่ีไดข้องผลิตภณัฑ ์LL0325232XXX เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น 

ณ การตรวจสอบ PFQA ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 

 

เม่ือทาํการตรวจสอบไปยงัปริมาณลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในระหว่าง

เดือนดงักล่าว  โดยคิดในหน่วยของจาํนวนของเสียต่อลา้นหน่วย DPPM (Defect Parts Per Million) 

จะเห็นวา่ปริมาณลกัษณะบกพร่องท่ีเกิดข้ึนมีค่าเฉล่ียถึง 4,048 DPPM  ดงัภาพท่ี 3.3 
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ภาพที ่3.3 ปริมาณลกัษณะบกพร่อง ณ สถานีการตรวจสอบขั้นตอนสุดทา้ยระหวา่งเดือนมกราคม 

ถึง มิถุนายน 2555 

 

หากพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปถึงลกัษณะบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด  จะพบว่าเป็นลกัษณะของ

ช้ินส่วนบนตวัอุปกรณ์บกพร่องไดรั้บความเสียหาย (Component Damaged) รองลงมาคือ ลายวงจร

หลุดออกจากแผงวงจร (Pad Lifted) ตะกัว่ไม่เช่ือมกบัตวัอุปกรณ์ (Non Wetting) ส่วนลกัษณะ

บกพร่องอ่ืน ๆ  คิดเป็น DPPM ท่ีลดหลัน่ลงมา  ดงัภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 สดัส่วนลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  ในช่วง

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 
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ปัญหาดงักล่าวนั้น  นาํไปสู่ประสิทธิภาพในการผลิตและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ี

ลดลง คือ  หน่ึง ดา้นการสูญเสียเวลาในขั้นตอนการทาํงานท่ีมากข้ึน ทาํให้พนกังานตอ้งดาํเนินการ

ผลิต ตรวจสอบการผลิต และตรวจสอบช้ินผลิตภณัฑใ์หม่อีกคร้ัง  สอง ดา้นตน้ทุนการผลิต ไม่วา่จะ

พนกังานท่ีจาํตอ้งทาํงานเพิ่มข้ึน ช้ินส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัตอ้งใชใ้นการผลิตเพิ่มข้ึน 

และสุดทา้ย แนวโนม้การเกิดการขนส่งผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งล่าชา้ออกไป ไม่ตรงตามแผนกระบวนการ

ผลิตท่ีวางแผนไว ้ และเน่ืองดว้ยตวัเลขทางสถิติของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ บริษทัฯ 

ตวัอย่างจึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อรักษาผลประกอบการและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัจึงเลือกเป็นผลิตภณัฑต์วัอยา่งของลกัษณะบกพร่อง

ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ในกระบวนการผลิตปกติ  จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX และตน้ทุนการซ่อมแซม  ดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2 

 

ตารางที ่3.1 ปริมาณการผลิตและระยะเวลาการแกไ้ขผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX 

 

 แผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

ปริมาณการผลิต (ช้ินต่อเดือน) 11,750 

ระยะเวลาการแกไ้ขการผลิต (นาทีต่อช้ิน) 5 

 

ตารางที ่3.2 ตน้ทุนในการซ่อมแซมแผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

 

 ตน้ทุน (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

แรงงาน (ต่อชัว่โมง) 2.02 

แผงวงจรไฟฟ้า (ต่อช้ิน) 8.00 

ช้ินส่วนอุปกรณ์สาํรอง (ต่อช้ิน) 1.05 

 

สําหรับลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ

ผลิตท่ีตรวจพบจากบริษทัฯ ตวัอยา่ง  จะเป็นดงัภาพท่ี 3.5 ถึง 3.9 
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ภาพที ่3.5 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C5 
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ภาพที ่3.7 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ U5 

 

3.4 การประเมินและวเิคราะห์หาสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

ผูว้ิจัยและทีมงานเร่ิมศึกษากระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX  ดงัภาพท่ี 3.10  ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในลาํดบัต่อไป 
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ภาพที ่3.10 กระบวนการประกอบผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

กระบวนการผลิต 

(PROCESS) 

กระบวนการ SMT (SMT Process) 

กระบวนการประกอบช้ินส่วน B/B 

(B/B Assembly Process) 

 

การทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

(In-Circuit Test: ICT) 

การทดสอบการทาํงานจริง 

(Functional Test: FCT) 

 

กระบวนการ Store (Store Process) 

ลกูคา้ (CUSTOMERS) 

• การตรวจสอบ PFQA 

(PFQA Inspection) 

• การตรวจสอบ FQA (FQA Inspection) 

• ลกูคา้ปลายทาง (End Customer) 

ผลิตภณัฑ ์(OUTPUTS) 

ขอ้กาํหนดความตอ้งการ 

(REQUIREMENTS) 

ณ การตรวจสอบ PFQA ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีลกัษณะ

บกพร่องบนตวัอุปกรณ์ท่ีระดบั    DPPM  ≤  2,024 
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หากพิจารณาในขั้นตอนกระบวนการผลิต (Process) ท่ีลงรายละเอียดต่อไป  จะสามารถ

อธิบายไดเ้ป็นขั้นตอนต่อเน่ือง คือ ขั้นตอน Store (Store Process) ขั้นตอน SMT (SMT Process)  

ขั้นตอน BoxBuild (BoxBuild Process: B/B Process) 

สาํหรับขั้นตอน Store (Store Process) จะแยกเป็น 4 สถานี ไดแ้ก่ 

1) ขาเขา้ (Incoming) 

1.1) แยกหีบห่อการบรรจุช้ินส่วนของวตัถุดิบเพื่อเตรียมการตรวจสอบ 

1.2) ทาํการตรวจ AQL และตรวจสอบตวัอยา่งวตัถุดิบ 

1.3) บนัทึกขอ้มูลในระบบ IQA 

1.4) บรรจุหีบห่อวตัถุดิบอีกคร้ัง 

2) การจดัเกบ็ (Store) 

2.1) เกบ็บนัทึกขอ้มูลของวตัถุดิบในระบบ 

2.2) เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบเขา้ท่ีชั้นจดัเกบ็ 

2.3) จดัเตรียมวตัถุดิบตามรายการเม่ือมีการจดัสัง่ 

3) เคร่ืองมือเตรียมการ (Kitting) 

3.1) เตรียมวตัถุดิบตามรายการเพื่อคาํสัง่การผลิต 

3.2) จาํแนกวตัถุดิบเพื่อเตรียมการสู่สายพานการผลิต 

4) การจดัเตรียมส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1) ตรวจสอบวตัถุดิบตามรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2) จดัเตรียมวตัถุดิบสู่สายพานการผลิต 

4.3) จดัเตรียมสายพานการผลิตและวตัถุดิบสู่เคร่ืองจกัร 

ต่อมาขั้นตอน SMT (SMT Process) จะแยกเป็น 8 สถานี ไดแ้ก่ 

1) การลาํเลียงแผงวงจรเขา้สู่กระบวนการผลิต (PCB Loader) 

1.1) แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุภณัฑห์ลกั 

1.2) ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการผลิต 

2) การพิมพต์ะกัว่บนพื้นผวิแผงวงจร  (Screen Printing) 

2.1) พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 

2.2) ทาํสูญญากาศส่วนท่ีเหลือและแนบติดกบั PCB 

2.3) นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสญัลกัษณ์บน PCB 

2.4) ทาํความสะอาดพื้นผวิใหป้ราศจากนํ้า 

2.5) แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์
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2.6) เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 

3) เคร่ืองยงิชิพ (Chip Shooter) 

3.1) วางแผน่รองใต ้PCB 

3.2) หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 

4) การกาํหนดและเลือกวางตาํแหน่ง (Pick and Place) 

4.1) วางแผน่รองใต ้PCB 

4.2) หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 

4.3) ผูค้วบคุมสายพานทาํการวางตวัอุปกรณ์บน PCB 

4.4) ผูค้วบคุมสายพานใชคี้มจดัวางตาํแหน่ง 

4.5) เคล่ือนยา้ย PCBA ไปยงัเคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

5) การตรวจสอบ (Inspection) 

5.1) การตรวจสอบ J2 

5.2) ลาํเลียง PCBA ไปยงัแท่นวางผลิตภณัฑ ์

6) เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (Reflow Oven) 

6.1) ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

7) การตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

7.1) เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพานแบบลาดไปยงั POI 

7.2) เป่าลมทาํความเยน็ให ้PCBA ก่อนทาํการตรวจสอบ 

7.3) ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA ดว้ยสายตา 

7.4) สแกน SFDC 

7.5) วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไปยงั AOI ดว้ยรถเขน็ 

8) การตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (Automatic Optical Inspection: AOI) 

8.1) ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร AOI 

8.2) AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 

8.3) นาํ PCBA ออกจากสายพานการผลิตหลงัเสร็จส้ิน 

8.4) สแกน SFDC 

8.5) วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไปยงัสถานีต่อไปดว้ยรถเขน็ 

จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอน BoxBuild (BoxBuild Process) จะแยกเป็น 5 สถานี ไดแ้ก่ 

1) สแกน SFDC (Scan SFDC) 

1.1) นาํ PCBA ออกจากกล่อง 
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1.2) สแกน SFDC 

1.3) วาง PCBA ใส่กล่อง 

2) เคร่ืองตดัฉลุ (De-Panel: Perforate) 

2.1) ใชมื้อจบัแผน่บอร์ด 

2.2) ใชคี้มตดัขอบแผน่บอร์ด 

2.3) จดัวางแผน่บอร์ดเป็นชั้น 

3) ติดป้ายฉลาก (Attach Label) 

3.1) ลาํเลียง PCBA สู่สายพานการผลิต 

3.2) ติดป้ายฉลาก 

3.3) ลาํเลียง PCBA กลบัสู่สายพานการผลิต 

4) เคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ (ICT Tester) 

4.1) ลาํเลียงแผน่บอร์ดไปยงัแผง ICT 

4.2) ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ืองทดสอบ ICT 

4.3) จดัวางแผน่บอร์ดบนถาด 

5) เคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) 

5.1) ลาํเลียงแผน่บอร์ดไปยงัแผง FCT 

5.2) ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ืองทดสอบ FCT 

5.3) จดัวางแผน่บอร์ดบนถาด 

เม่ือผา่นกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะไดผ้ลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

ท่ีสาํเร็จรูป  แต่ลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑก์เ็กิดข้ึนดว้ย  ทั้งน้ีจะเลือกพิจารณาลกัษณะบกพร่อง

ของผลิตภณัฑ ์ แบ่งเป็นส่วนล่างของผลิตภณัฑแ์ละส่วนบนของผลิตภณัฑ ์ และแบ่งเป็นสัดส่วน

โซนในการตรวจสอบ โดยลกัษณะการแบ่งพ้ืนท่ีสัดส่วนโซนในการตรวจสอบจะแบ่งโดยพยายาม

ไม่ให้มีตวัอุปกรณ์คัน่อยู่ระหว่างโซน  เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบและบนัทึกผล หรือถา้มีตวั

อุปกรณ์ตวัใดคัน่อยูร่ะหว่างโซน จะใหอ้า้งอิงจากตาํแหน่งของตวัอุปกรณ์นั้น ๆ  คือ ถา้ตวัอุปกรณ์

ตวัใดกินตาํแหน่งอยูใ่นโซนใดมากกวา่  ใหถื้อวา่ตวัอุปกรณ์นั้นอยูใ่นโซน ๆ นั้น  ดงัแสดงในภาพท่ี 

3.11 และ 3.12  ตามลาํดบั 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 สดัส่วนพื้นท่ีลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX (ส่วนล่างของผลิตภณัฑ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.12 สดัส่วนพื้นท่ีลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX (ส่วนบนของผลิตภณัฑ)์ 

 

โดยเม่ือทาํการตรวจสอบลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์  พบรายละเอียดเป็นดงัตาราง

ท่ี 3.3  และเม่ือพิจารณาลกัษณะบกพร่องดงักล่าวตามสัดส่วนของพ้ืนท่ีผลิตภณัฑ ์ จากตารางท่ี 3.3 

อีกคร้ังจะเห็นไดว้่าสัดส่วนของพื้นท่ีโซน A, B, C, E, F  ตรวจพบลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

เป็นเปอร์เซ็นตจ์ากสูงท่ีสุดมาตํ่าท่ีสุดตามลาํดบั  ดงัตาราง 3.4 

 

 

 

 

Zone A Zone B Zone C 

Zone D Zone E Zone F 
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ตารางที่ 3.3 เปอร์เซ็นตข์องลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX 

 

ส่วนของผลิตภณัฑ ์ สดัส่วนพื้นท่ีของผลิตภณัฑ ์ ช้ินส่วนประกอบ จาํนวน เปอร์เซ็นต ์

ส่วนล่าง โซน A U1 136 38.97 

โซน C U5 41 11.75 

โซน B C3 32 9.17 

โซน A C5 24 6.88 

โซน B FB11 17 4.87 

โซน B C16 3 0.86 

โซน B R73 60 17.19 

โซน B J2 11 3.15 

โซน A C67 1 0.29 

โซน A R68 1 0.29 

โซน B C2 1 0.29 

โซน B C42 1 0.29 

โซน B R16 1 0.29 

ส่วนบน โซน E U3 1 0.29 

โซน E J1 17 4.87 

โซน F R46 1 0.29 

โซน E C50 1 0.29 

รวม 349 100 
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ตารางที่ 3.4 การจดัลาํดบัสัดส่วนพ้ืนท่ีของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX ท่ีพบ

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ 

 

สดัส่วนพื้นท่ีของผลิตภณัฑ ์ เปอร์เซ็นตร์วม 

โซน A 46.42 

โซน B 36.10 

โซน C 11.75 

โซน E 5.44 

โซน F 0.29 

 

นอกจากน้ีสามารถอธิบายดว้ยกราฟ Pareto ดงัภาพท่ี 3.13  ซ่ึงจากกราฟสามารถสรุปไดว้่า

สัดส่วนพื้นท่ีโซน A เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX มากท่ีสุด  คิดเป็น 162 ช้ิน จากทั้งหมด 349 ช้ิน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.42 ซ่ึงเม่ือ

รวมกบัโซน B, C และ E แลว้ จะอยูท่ี่ร้อยละ 99.71 ซ่ึงเป็นโซนท่ีผูว้ิจยัและทีมงานจะนาํมาพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 แผนภาพ Pareto แสดงลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้า

รหสั LL0325232XXX 

 

เพื่อสามารถวิเคราะห์หาแนวทางดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ผูว้ิจยัและทีมงานจึงทาํการ

ระดมสมองและลงความเห็นเลือกตาราง C&E Matrix มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลิตในขั้นตอน 
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SMT  และขั้นตอน BoxBuild (B/B)  เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า ณ แต่ละสถานีการผลิตนั้น  ขั้นตอนใดเป็น

สาเหตุทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์มากนอ้ยเพียงใด  ดงัตารางท่ี 3.5 – 3.7 

โดยผูว้ิจยัและทีมงานไดเ้ลือกใช ้โซน A, B, C, E  ท่ีเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

มากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก เป็น output ของตาราง  และใชเ้ปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของแต่ละโซนเป็น

การจดัลาํดบั output  ตามความสาํคญั คือ 46, 36, 12 และ 5  ตามลาํดบั 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัและทีมงาน จึงกาํหนดรายละเอียดของแต่ละกระบวนการทาํงานเป็น 

input ของตาราง  และร่วมกนักาํหนดคะแนนความสาํคญัของแต่ละ input  ดงัน้ี 

คะแนน 10 : ความเส่ียงสูงท่ีสุด โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย และส่งผลต่อตวัแผงวงจร

ทั้งหมด ไม่สามารถเปล่ียนตวัอุปกรณ์ใหม่ได ้และตอ้งท้ิงทั้งแผงวงจร 

คะแนน 9 : ความเส่ียงสูงมาก โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย และส่งผลต่อตวัแผงวงจร

ทั้งหมด ไม่สามารถเปล่ียนตวัอุปกรณ์ใหม่ได ้ แผงจงวรไม่สามารถใชง้านไดอี้ก แต่สามารถนาํมา

เป็นแบบในการทาํแท่นรอง (Fixture) ได ้

คะแนน 8 : ความเส่ียงสูง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายอยา่งมาก และส่งผลต่อตวัอุปกรณ์

ขา้งเคียง ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ (ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคารวมกนัเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 7 : ความเส่ียงสูง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายอยา่งมาก และส่งผลต่อตวัอุปกรณ์

ขา้งเคียง ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ (ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคารวมกนัไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 6 : ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ 

(ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคาเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 5 : ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ 

(ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคาไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 4 : ความเส่ียงตํ่า โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย สามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได ้

(ตวัอุปกรณ์มีลกัษณะพิเศษ  ทาํให้ซ่อมแซมยาก เช่น  IC ท่ีขาอุปกรณ์มีระยะห่างกนันอ้ยกว่า

มาตรฐาน) 

คะแนน 3 : ความเส่ียงตํ่า  โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายสามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได ้

(ตวัอุปกรณ์ซ่อมแซมไดไ้ม่ยาก) 

คะแนน 2 : ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน  แต่ไม่ควรเกิดข้ึนอีก (Process indicator) 

คะแนน 1 : ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน 

คะแนน 0 : ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 
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กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนล่าง) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ลาํเลียงแผงวงจร

เขา้สู่สายพาน 

(PCB Loader) 

แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุ

ภณัฑห์ลกั 0 0 0 0 0 
0 

ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการผลิต 0 0 0 0 0 

สถานีการพิมพ์

ตะกัว่บนพื้นผวิ

แผงวงจร  

(Screen 

Printing) 

พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 0 0 0 0 0 

0 

ทาํสุญญากาศส่วนท่ีเหลือและแนบ

ติดกบั PCB 
0 0 0 0 0 

นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสัญลกัษณ์

บน PCB 
0 0 0 0 0 

ทาํความสะอาดพ้ืนผวิใหป้ราศจากนํ้า 0 0 0 0 0 

แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์ 0 0 0 0 0 

เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ืองยงิชิพ 

(Chip Shooter) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 
0 

หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 0 0 0 0 0 

สถานีการ

กาํหนดและ

เลือกวาง

ตาํแหน่ง 

(Pick&Place) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 

188 

หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวางชิพ

บนตาํแหน่ง PCB 
0 0 0 0 0 

ผู ้ควบคุมวางตัวอุปกรณ์บน PCB 

โซน A, B, C 
0 0 0 0 0 

ผู้ ค ว บ คุ ม ใ ช้ คีม จั ด ว า ง ตํ า แ ห น่ ง

อุปกรณ์โซน A, B, C 
2 2 2 0 188 

เ ค ล่ื อ น ย้า ย  PCBA ไ ป ยัง เ ค ร่ื อ ง

หลอมเหลวตะกัว่  
0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ือง

หลอมตะกัว่ 

(Reflow Oven) 

ลาํเลียง PCBA ไปยงัแท่นวางผลิตภณัฑ์

ผา่นสายพาน 
0 0 0 0 0 

0 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองหลอมตะกัว่ 0 0 0 0 0 

 

ตารางที ่3.5 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ SMT (ส่วนล่างของผลิตภณัฑ)์ 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 

 

กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนล่าง) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ตรวจสอบหลงั

เขา้เคร่ือง

หลอมเหลว

ตะกัว่ (Post-

Oven 

Inspection) 

เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพาน

แบบลาดไปยงั POI 
0 0 0 0 0 

693 

เป่าลมทาํความเยน็ให ้PCBA ก่อน

ทาํการตรวจสอบ 
0 0 0 0 0 

ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA ดว้ย

สายตา 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไป

ยงั AOI ด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

สถานีการ

ตรวจสอบ

อตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร 

(AOI) 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร AOI 0 0 0 0 0  

 

 

693 

AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 0 0 0 0 0 

นาํ PCBA ออกจากสายพานการ

ผลิตหลงัเสร็จส้ิน 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไป

ยงัสถานีต่อไปด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 
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ตารางที ่3.6 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ SMT (ส่วนบนของผลิตภณัฑ)์ 
 

กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนบน) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ลาํเลียงแผงวงจร

เขา้สู่สายพาน 

(PCB Loader) 

แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุ

ภณัฑห์ลกั 
0 0 0 0 0 

0 
ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการ

ผลิต 
0 0 0 0 0 

สถานีการพิมพ์

ตะกัว่บนพื้นผวิ

แผงวงจร  

(Screen 

Printing) 

พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 0 0 0 0 0 

0 

ทําสุญญากาศส่วนท่ีเหลือ  และ

แนบติดกบั PCB 
0 0 0 0 0 

นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสญัลกัษณ์

บน PCB 
0 0 0 0 0 

ทาํความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจาก

นํ้า 
0 0 0 0 0 

แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์ 0 0 0 0 0 

เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ืองยงิชิพ 

(Chip Shooter) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 
0 

หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 0 0 0 0 0 

สถานีการ

กาํหนดและ

เลือกวาง

ตาํแหน่ง 

(Pick&Place) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 

10 

หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวาง

ชิพบนตาํแหน่ง PCB 
0 0 0 0 0 

ผูค้วบคุมวางตวัอุปกรณ์บน PCB 

โซน E 
0 0 0 0 0 

ผู้ควบคุมใช้คีมจัดวางตําแหน่ง

อุปกรณ์ โซน E 
0 0 0 2 10 

เคล่ือนย้าย PCBA ไปยังเคร่ือง

หลอมตะกัว่  
0 0 0 0 0 
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กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนบน) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

  (5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีเคร่ือง

หลอมตะกัว่ 

(Reflow Oven) 

พนักงานลําเลียง PCBA ไปยัง

แท่นวางผลติภัณฑ์ 
3 1 1 0 186 

186 
ลําเลียง PCBA เข้าเคร่ือง

หลอมเหลว 
0 0 0 0 0 

สถานีการ

ตรวจสอบหลงั

เขา้เคร่ือง

หลอมเหลว

ตะกัว่ (Post-

Oven 

Inspection) 

เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพาน

แบบลาดไปยงั POI 
0 0 0 0 0 

 

693 

เป่าลมทําความเย็นให้ PCBA 

ก่อนทาํการตรวจสอบ 
0 0 0 0 0 

ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA 

ดว้ยสายตา 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลําเอยีง

ไปยงั AOI ด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

สถานีการ

ตรวจสอบ

อตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร 

(AOI) 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร 

AOI 
0 0 0 0 0 

 

 

 

693 

AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 0 0 0 0 0 

นาํ PCBA ออกจากสายพานการ

ผลิตหลงัเสร็จส้ิน 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลําเอยีง

ไปยงัสถานีต่อไปด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

ตารางที ่3.6 (ต่อ) 
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ตารางที ่3.7 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ BoxBuild 

 

กระบวนการ 

BoxBuild 

รายละเอยีดของกระบวนการ

ทาํงาน 

โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีสแกน 

SFDC (Scan 

SFDC) 

นาํ PCBA ออกจากกล่อง 0 0 0 0 0 

693 สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA ใส่กล่อง 7 7 7 7 693 

สถานีเคร่ืองตดั

ฉลุ (De-Panel: 

Perforate) 

นาํ PCBA ออกจากกล่อง 0 0 0 0 0 

777 
ใชมื้อจบัแผน่บอร์ด 0 0 0 0 0 

ใช้คมีตดัขอบแผ่นบอร์ด 8 8 8 0 752 

จัดวางแผ่นบอร์ดเป็นช้ัน 0 0 0 5 25 

สถานีติดป้าย

ฉลาก (Attach 

Label) 

ลาํเลียง PCBA มายงัโตะ๊ติด

ป้ายฉลาก 
0 0 0 0 0 

0 
ติดป้ายฉลาก 0 0 0 0 0 

ลาํเลียง PCBA  ไปยงัสถานี ICT  0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ือง

ทดสอบการ

ทาํงานเบ้ืองตน้ 

(ICT Tester) 

พนักงานลาํเลยีง PCBA สู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

990 

วาง PCBA บนแท่นวาง 0 0 0 0 0 

กด S.W  และเล่ือนฝาลง 0 0 0 0 0 

ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ือง

ทดสอบ ICT 
0 0 0 0 0 

เล่ือนฝาข้ึน  เม่ือทาํการทดสอบ

เสร็จ 
0 0 0 0 0 

พนักงานลาํเลยีง PCBA กลบัสู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 
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ตารางที ่3.7 (ต่อ) 

 

กระบวนการ 

BoxBuild 

รายละเอยีดของกระบวนการ

ทาํงาน 

โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีเคร่ือง

ทดสอบการ

ทาํงานจริง 

(FCT Tester) 

พนักงานลาํเลยีง PCBA สู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

1212 

วาง PCBA  บนแท่นวาง 0 0 0 0 0 

นํา PCBA  พร้อมแท่นใส่

ฮาร์ดดิสก์เพือ่ทดสอบ 
3 2 1 0 222 

ทดสอบ PCBA  ดว้ยเคร่ือง

ทดสอบ FCT 
0 0 0 0 0 

นาํ PCBA พร้อมแท่นออกจาก

ฮาร์ดดิสก ์
0 0 0 0 0 

พนักงานลาํเลยีง PCBA กลบัสู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

 

หมายเหตุ  ลกัษณะการลาํเลียง PCBA ไปยงัสถานีต่าง ๆ  การให้คะแนนจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

(1) ระยะทางระหวา่งสถานี 

(2) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยพนกังาน 

(3) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยรถเขน็ 

(4) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยเคร่ืองผา่นทางสายพาน 

ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัในแต่ละสถานี ในท่ีน้ีจะไม่กล่าวรายละเอียดซ่ึงไม่เก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยั การใหค้ะแนนจึงมีค่าไม่เท่ากนัตามความเหมาะสมเทียบกบัการทาํงานจริง 

ตวัอยา่งการคาํนวณค่าผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด จะยกตวัอยา่งของสถานีเคร่ือง

ทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) 

สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) สามารถแบ่งรายละเอียดการทาํงาน

ไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

(1) ลาํเลียง PCBA สู่สายพานการผลิต เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 5 ความเส่ียงปานกลาง  โดยตวัอุปกรณ์อาจ
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เสียหายตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่  เน่ืองจากมีสัดส่วนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใกลเ้คียงกนั และตวั

อุปกรณ์มีราคาไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ (5 x 46) + (5 x 36) + (5 x 12) + (5 x 5) = 495 

(2) วาง PCBA บนแท่นวาง เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้หค้ะแนนความสาํคญั

ในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(3) นาํ PCBA พร้อมแท่นใส่ฮาร์ดดิสกเ์พื่อทดสอบ  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงาน

ไดใ้หค้ะแนนความสาํคญัแต่ละโซน  ดงัน้ี 

โซน A = 3 ความเส่ียงตํ่า โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย สามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได้

ไม่ยาก  เพราะอุปกรณ์ในโซน A ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสกม์ากท่ีสุด 

โซน B = 2 ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐานแต่ไม่ควรเกิดข้ึนอีก  เพราะอุปกรณ์โซน B ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสก์

รองลงมาจากอุปกรณ์ในโซน A 

โซน C = 1 ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน  เพราะอุปกรณ์โซน C ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสกร์องลงมาจากอุปกรณ์

ในโซน B 

โซน E = 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (3 x 46) + (2 x 36) + (1 x 12) + (0 x 5) = 222 

(4) ทดสอบ PCBA ดว้ยเคร่ืองทดสอบ FCT เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(5) นาํ PCBA พร้อมแท่นออกจากฮาร์ดดิสก ์  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานได้

ใหค้ะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(6) ลาํเลียง PCBA กลบัสู่สายพานการผลิต  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด คือ 5 ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจ

เสียหายตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่  เน่ืองจากมีสดัส่วนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใกลเ้คียงกนั 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (5 x 46) + (5 x 36) + (5 x 12) + (5 x 5) = 495 

เพราะฉะนั้น ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT 

Tester)  คือ  495 + 0 + 222 + 0 + 0 + 495 = 1212 
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จากตาราง C&E Matrix ดงัตารางท่ี 3.5 ถึง 3.7 ทาํใหท้ราบถึงปัญหาว่า input ท่ี “วิกฤต” 

จะเกิดมาจากสถานีใดบา้ง  และอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการ  ซ่ึงสามารถเรียงความสาํคญั

ของปัญหาจากคะแนนมากไปนอ้ย คือ 

(1) สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT)   1,212 คะแนน 

(2) สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ (ICT)  990 คะแนน 

(3) สถานีตดัฉลุ (De-Panel)     777 คะแนน 

(4) สถานีการสแกน SFDC     693 คะแนน  

(5) สถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI)  693 คะแนน  

(6) สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) 693 คะแนน 

(7) สถานีเคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (Reflow Oven)  372 คะแนน 

โดยสถานีท่ี 1-6  เป็นสถานีท่ีมีคะแนนสูงมากกว่าระดบั 500 คะแนน  ซ่ึงเป็นคะแนนท่ี

ผูว้ิจยัและทีมงานไดล้งความเห็นวา่ควรนาํมาพิจารณาแกไ้ข  เพราะอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

แผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ข้ึน 

ดังนั้ น จึงเลือกศึกษาต่อเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุหลักท่ีแท้จริงด้วยการประเมินผล

กระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค FMEA ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 – 3.11  โดยจะพิจารณาเรียงตาม

ขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัของปัญหาจากมากไปนอ้ย  ตามผลจากตาราง C&E Matrix 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

เคร่ือง

ทด 

สอบ

การ

ทาํงาน

จริง 

(FCT) 

 

 

ลาํเลียง PCBA 

จากสายพาน 

การผลิตสู่ FCT 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์

ท่ีโซน A, B, 

C, D, E, F 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑ์

จาํนวนนอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อ

คร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิต

สู่ FCT  อาจกระแทก

กบัแผน่รองสายพาน

หรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

9 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อ

คร้ัง 

- ใชถ้าดหรือ

กล่องรอง PCBA 

ขณะเคล่ือนยา้ย 

45 

ตารางที ่3.8  FMEA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

ข้อเสนอแนะ 

เคร่ือง

ทด 

สอบ

การ

ทาํงาน

จริง 

(FCT) 

นาํ PCBA พร้อม

แท่นใส่ฮาร์ดดิสก ์

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, C 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี ICT 

และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 PCBA โซน A, B, C 

กาจกระแทกกบั

ฮาร์ดดิสก ์ระหวา่งการ

เช่ือมต่อ 

5 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 2

2

5 

- ใชท่ี้กนักระแทก 

เพื่อป้องกนั PCBA 

กระแทก ระหวา่ง

เช่ือมต่อกบั

ฮาร์ดดิสก ์

ลาํเลียง PCBA 

จาก FCT  สู่

สายพานการผลิต 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, 

C, D, E, F 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อคร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิต 

สู่ FCT อาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรือ

อุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

8 5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อคร้ัง 

- ใชถ้าดหรือกล่อง

รอง PCBA  ขณะ

เคล่ือนยา้ย 

ตารางที ่3.8  (ต่อ) 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความเสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/ 

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

เคร่ือง

ทดสอบ

การ

ทาํงาน

เบ้ือง 

ตน้ 

(ICT) 

ลาํเลียง PCBA 

จากสายพาน 

การผลิตสู่ ICT 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, 

C, D, E, F 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อคร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิตสู่ 

ICT  อาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรือ

อุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

8 ควบคุม

โดยคู่มือ

การผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อ

คร้ัง 

- ใชถ้าดหรือ

กล่องรอง PCBA 

ขณะเคล่ือนยา้ย 

 

ลาํเลียง PCBA 

จาก ICT สู่

สายพานการผลิต 

9 8 5 3

6

0 

ตารางที ่3.9  FMEA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความเสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/ 

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ตดัฉลุ

(De-

Panel) 

 

ตดัขอบ PCBA ดว้ย

คีมปากนกแกว้ 

แลว้ลาํเลียงไปยงั 

AOI 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, C 

 

 

 

 

 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี ICT 

และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

 

9 คีมกระแทกช้ินส่วน

ผลิตภณัฑบ์ริเวณโซน A, 

B, C ขณะเตรียมฉลุ

ระหวา่ง PCBA และแถบ 

PCB 

 

 

 

 

9 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 4

0

5 

- ขยายแท่นรอง

สาํหรับการตดัฉลุ

ขอบ PCBA ใน

แนวตั้ง 

- ใชท่ี้เจาะรูทดแทน

คีมสาํหรับการตดั 

ฉลุขอบ PCBA 

ในแนวนอน 

ลาํเลียง PCBA สู่

สายพานการผลิต 

 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน D, E, F 

7 

 

ขณะลาํเลียง PCBA ไป

ยงัสายพานการผลิตอาจ

กระแทกกบัแผน่รอง

สายพานหรืออุปกรณ์

อยา่งอ่ืน 

3 

 

5 

 

1

0

5 
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ตารางที ่3.10  FMEA ณ สถานีตดัฉลุ 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c 

c 

u 

r 

วธีิการ 

ควบคุมป้องกนั

ในปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

สแกน 

SFDC 

 

ตรวจสอบ

อตัโนมติั 

(AOI) 

 

ตรวจสอบ

หลงัเขา้

เคร่ือง

หลอมเหลว 

(POI) 

จดัวาง PCBA ใน

กล่อง จากนั้นนาํ

กล่องใส่รถเขน็

เพื่อส่งต่อไปยงั

สถานีต่อไป 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์

ท่ีโซน A, B, 

C, E 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑ์

จาํนวนนอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

 

8 ช่องวา่งระหวา่งชั้น

วาง PCBA ในกล่อง

แคบ 

8 ไม่มี การ

ตรวจสอบ

ทางสายตา 

ณ สถานี 

POI, 

PFQA, 

FQA 

5 3

2

0 

- ขยายขนาด

ช่องวา่งในกล่อง

สาํหรับแต่ละช่อง

วาง PCBA จาก 2 

ช่อง เป็น 3 ช่อง 

ต่อ  PCBA 

- เพิ่มแถบสีเพื่อ

ระบุถึงช่องวางทาํ

ใหจ้ดัวาง PCBA 

ง่ายข้ึน 

- ปรับขอ้มูล PI 

เพื่อการจดัวาง 

PCBA 

 

 

 

 
ตารางที ่3.11  FMEA ณ สถานี SFDC  สถานี POI และสถานี AOI 
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เม่ือประเมินผลกระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค FMEA  ในการหาสาเหตุหลกัท่ีแทจ้ริงจาก

ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจริง  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 – 3.11 แลว้  ทาํใหท้ราบว่ารายละเอียด

ขั้นตอนการผลิตท่ีมีโอกาสเส่ียงทาํให้เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจร

ไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  คือ 

(1) ขั้นตอนการลาํเลียงช้ินส่วนเขา้เคร่ืองทดสอบ FCT ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงาน

จริง 

(2) ขั้นตอนการลาํเลียง PCBA  ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

(3) ขั้นตอนการใชคี้มสมัผสักบัช้ินส่วนอุปกรณ์ ณ สถานีตดัฉลุ 

(4) ขั้นตอนการลาํเลียง PCBA เขา้สู่กล่องและลาํเลียงออกจากกล่อง ณ สถานีการสแกน 

SFDC สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติั

ดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI) 

โดยผูว้ิจยัและทีมงานไดท้าํการแยกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 

สําหรับสถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง  ตรวจพบว่ามีโอกาสเส่ียงท่ีทาํให้เกิด

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ คือ  PCBA อาจเกิดการกระแทกก่อนและหลงัการทดสอบเน่ืองจาก

การจดัเรียงบอร์ดท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  และขณะลาํเลียง PCBA จากสายพานการผลิตอาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน  ตามภาพท่ี 3.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.14 ลกัษณะการจดัเรียงบอร์ด ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 

 

ต่อมา ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ พบว่า ผูค้วบคุมใชมื้อหยบิจบับอร์ด

หลายช้ินเพื่อนาํไปทดสอบยงัเคร่ืองจกัร ICT  ฉะนั้นมีโอกาสเส่ียงท่ีทาํใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ได ้ ตามภาพท่ี 3.15 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.15 ลกัษณะการทาํงานของผูค้วบคุม ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

 

สถานีต่อมา คือ สถานีตัดฉลุ ท่ีแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วน ๆ นั้ น  เม่ือใช้ FMEA 

ตรวจสอบแลว้พบว่า  เม่ือผูค้วบคุมงานใชคี้มปากนกแกว้เจาะฉลุ อุปกรณ์คีมอาจกระแทกกบั

ช้ินส่วนของผลิตภณัฑท์าํใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ได ้ ตามภาพท่ี 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16 อุปกรณ์คีมปากนกแกว้และตาํแหน่ง PCBA กบั PCB ณ สถานีตดัฉลุ 

 

สุดทา้ย ณ สถานีการสแกน SFDC สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

(POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI)  ตรวจพบว่ากล่องใส่ PCBA ไม่มี

การกาํหนดการจดัวาง PCBA ในแต่ละช่องว่างว่าควรจะห่างกนัเท่าไร  ฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ผู ้

ควบคุมงานมีโอกาสจดัวาง PCBA จดัวางไดไ้ม่ถูกตอ้ง  และช่องว่างในการจดัวาง PCBA ท่ีแคบทาํ

ใหต้วัอุปกรณ์มีโอกาสกระแทก  จนเกิดเป็นลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ได ้ ดงัภาพท่ี 3.17 
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ภาพที ่3.17 ลกัษณะกล่องใส่ PCBA ณ สถานีการสแกน SFDC สถานีการตรวจสอบ POI และ

สถานีการตรวจสอบ AOI 

 

จากการประเมินผลและวิเคราะห์สาเหตุของลกัษณะบกพร่องดังกล่าว  จะนําไปสู่

ขั้นตอนการดาํเนินการปรับปรุงและเปรียบเทียบผลการดาํเนินการของการวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงจะกล่าว

โดยละเอียดในเน้ือหาบทต่อไป 

 

3.5 การดําเนินการปรับปรุงและเปรียบเทยีบผลการดําเนินการ 

เม่ือได้ข้อมูลสาเหตุท่ีเป็นไปได้ของการเกิดลักษณะบกพร่องบนตัวอุปกรณ์ของ

ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  จากขั้นตอนการวิจยัในหัวขอ้ท่ี 3.4  ทาํใหเ้ลือก

แนวทางการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขดว้ยวิธีการ Poka-Yoke, Visual Control และวิธีอ่ืน ๆ พร้อม

เปรียบเทียบผลการดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน คือ 

3.5.1 การปรับปรุงกล่องใส่ PCBA ในลกัษณะการควบคุมจากการมองเห็น 

3.5.2 การปรับปรุงคู่มือการผลิตในขั้นตอนการลาํเลียง PCBA 

3.5.3 การปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัฉลุ 

จากนั้นทาํการสรุปผลการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงเลือกพิจารณา

ในประเดน็ต่อไปน้ี 

3.5.4 การเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

หลงัการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
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3.6 การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จะกล่าวถึงในบทท่ี 5 



 
 

 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการดาํเนินการวิจยัเร่ือง การลดลกัษณะบกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจร

ไฟฟ้า โดยใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ยหลกัการทางสถิติ ไดผ้ลการดาํเนินการวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  พร้อมเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เป็น

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและการเปรียบเทยีบผลการดําเนินการ 

จากบทท่ี 3 ในหัวขอ้ 3.5 การประเมินและวิเคราะห์หาสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส  LL0325232XXX 

โดยประยกุตใ์ชว้ิธี C&E Matrix และ FMEA เพื่อหาสาเหตุใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ 

และสาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งมีทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน  จาก 4 สถานีการผลิต  

ทั้งน้ีดว้ยเทคนิค FMEA ท่ีผูว้ิจยัและทีมงานเลือกมาวิเคราะห์นาํมาซ่ึงแนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบ โดยเลือกใชแ้นวความคิด Poka-Yoke และ Visual Control เพื่อเตือนผู ้

ควบคุมการผลิตระหวา่งขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นปัญหา ถือเป็นการป้องกนัมิใหปั้ญหาเกิดข้ึนซ่ึงนาํมา

ซ่ึงลกัษณะบกพร่อง และช่วยทาํใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมายของการดาํเนินแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข คือ กาํหนดจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์เกิด

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX ใหล้ดลงจาก

เดิมท่ีเฉล่ีย 4,048 DPPM  เป็น 2,024 DPPM  หรือลดลงจากเดิม 50%  ภายในระยะเวลา 5 เดือน 

4.1.1 ปัญหาการลาํเลียง PCBA เขา้สู่กล่องและลาํเลียงออกจากกล่อง ณ สถานีการสแกน SFDC 

สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร (AOI) 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ีแยกเป็น 2 แนวทาง คือ หน่ึง การแกไ้ขคู่มือ

การผลิตในขั้นตอนน้ี  ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการลาํเลียง PCBA เขา้และออกจากกล่อง จากเดิมท่ีใช้

ช่องวา่งในการจดัวาง PCBA เพียง 2 ช่องวา่งต่อ PCBA 1 ช้ิน  เปล่ียนเป็นเวน้ช่องวา่งใหม้ากข้ึนเป็น 
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3 ช่องว่างต่อ PCBA 1 ช้ิน  เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์  ดงั

ภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการจดัวาง PCBA  ณ สถานีสแกน SFDC สถานีตรวจสอบ POI และ 

สถานีตรวจสอบ AOI  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

สอง คือ การปรับปรุงกล่องใส่ PCBA โดยระบุแถบสีเพื่อควบคุมการสังเกตในขั้นตอน

ท่ีลาํเลียง PCBA เขา้ออกจากกล่อง  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูค้วบคุมงานสามารถสังเกตช่องว่างในการจดัวาง

ไดง่้ายข้ึน  และป้องกนัไม่ให ้PCBA กระแทกกบักล่องจนเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขกล่องใส่ PCBA  ณ สถานีสแกน SFDC สถานีตรวจสอบ POI และ 

สถานีตรวจสอบ AOI  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 
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4.1.2 ปัญหาการใชคี้มสมัผสักบัช้ินส่วนอุปกรณ์ ณ สถานีตดัฉลุ 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ี สามารถเลือกปฏิบติัเป็น 2 แนวทาง คือ ใช้

แท่นรอง  ซ่ึงเป็นเหมือนแผ่นบอร์ดตน้แบบท่ีมีช่องว่างกาํหนดระยะขอบสาํหรับรองตดัฉลุ  แทน

การท่ีผูค้วบคุมงานใชอุ้ปกรณ์คีมตดัช้ินส่วนโดยตรง  ปราศจากตวักาํหนดและนาํมาซ่ึงโอกาสเส่ียง

ในการเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 4.3  หรืออีกแนวทางแกไ้ข คือ การใชอุ้ปกรณ์

เคร่ืองตดัฉลุมาตดัฉลุทดแทนการใชแ้รงงาน  ซ่ึงแนวทางในกรณีน้ีเป็นแผนงานของวิศวกรท่ีไดรั้บ

ความร่วมมือจากลูกคา้ในการร่วมวิจยั  ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตดัฉลุ ณ สถานีตดัฉลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการตดัฉลุ ณ สถานีตดัฉลุ 

 

หมายเหตุ  ในเดือนกนัยายน การนาํเคร่ืองตดัฉลุขา้งตน้มาใช ้ส่งผลดีข้ึนต่อการลดลกัษณะบกพร่อง 

ซ่ึงสามารถดูผลการเปล่ียนแปลงไดใ้นภาพท่ี 4.7  



 

57 

 

  

4.1.3 ปัญหาการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ี คือ การปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานในคู่มือการ

ผลิตขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สายพานการผลิต  โดยใชถ้าดในการลาํเลียงเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ด

ทดแทนการใช้มือเคล่ือนยา้ยแผ่นบอร์ด  ทั้งน้ีจะเห็นว่าแนวทางการแก้ไขน้ีช่วยให้แผ่นบอร์ด

สามารถลาํเลียงไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากถาดรองเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยกนักระแทกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบ

การทาํงานเบ้ืองตน้  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

4.1.4 ปัญหาการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขั้นตอนน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ี 4.1.3 คือ การ

ปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานในคู่มือการผลิตขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สายพานการผลิต  โดยใช้

ถาดในการลาํเลียงเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ดทดแทนการใชมื้อเคล่ือนยา้ยแผน่บอร์ด  และทาํมาตรฐาน

การวางและตั้งแผ่นบอร์ดก่อนทาํการทดสอบและหลงัการทดสอบข้ึนมา  จะเห็นว่าแนวทางการ

แกไ้ขน้ีช่วยให้แผ่นบอร์ดสามารถลาํเลียงไดอ้ย่างปลอดภยั  และลดอตัราเส่ียงในการลม้ของแผ่น

บอร์ดขณะรอการทดสอบหรือรอส่งไปยงัสถานีถดัไป 
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ภาพที่ 4.6 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการลาํเลียง PCBA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบ

การทาํงานจริง  (ซา้ย: ก่อน, ขวา: หลงั) 

 

4.2 สรุปผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

จากการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข สาเหตุท่ีทาํให้เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX  ตามแนวทางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ระหว่างเดือน 

กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2555  และนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมในช่วงเดือน มกราคม 

ถึง มิถุนายน 2555  จะพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทาํใหเ้ห็นวา่ปริมาณการเกิดลกัษณะบกพร่อง

บนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX นั้นลดลงตามลาํดบั  เม่ือเทียบ

กบัก่อนการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7  โดยขอ้มูลปรากฏว่า

สามารถลดลงตามเป้าหมายไดใ้นเดือนท่ีส่ี (เดือนตุลาคม 2555) ปริมาณผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะ

บกพร่องเกิดข้ึนนั้นเหลือเพียง 1,724 DPPM  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 57.41  เม่ือเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ีย

ก่อนมีการดาํเนินการปรับปรุงในเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2555 และเม่ือติดตามดูผลในเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม  จาํนวนของลกัษณะบกพร่องจะอยูท่ี่ 1,815 DPPM และ 1,543 DPPM  ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 55.16  และร้อยละ 61.88 ตามลาํดบั  คิดเป็น 2,339.3 DPPM เฉล่ียต่อเดือนในช่วง

เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2555 
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ภาพที ่4.7 จาํนวนลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั  LL0325232XXX 

ก่อน (มกราคม ถึง มิถุนายน) และหลงั (กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม) ดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ข 

 

Target 2024 DPPM 

ก่อนปรับปรุง เร่ิมศึกษาและดาํเนินการปรับปรุง 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง การลดลกัษณะบกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยใช้

เทคนิคการควบคุมกระบวนการดว้ยหลกัการทางสถิติ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดลกัษณะบกพร่องของ

ผลิตภณัฑ์ในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า  เน่ืองจากอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าและ

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก และมี

แนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  อยา่งไรกดี็ลกัษณะบกพร่องท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานอาจ

ส่งผลกระทบต่อบริษทัไดใ้นอนาคต  ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาเพื่อหาแนวทางเพื่อลดปริมาณการเกิด

ลักษณะบกพร่องบนตัวอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX  ซ่ึงเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดลักษณะบกพร่องมากท่ีสุดของบริษัทฯ ตัวอย่างในกลุ่มลูกค้าระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม  ดว้ยวิธีการ 7QC ในขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอ้มูล  ต่อมา คือ วิธี C&E Matrix และ 

FMEA  ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขดว้ยวิธีการ Poka-Yoke 

และ Visual Control  จากนั้นเปรียบเทียบผลการดาํเนินการ  พร้อมสรุปผลการศึกษาวิจยัและ

ขอ้เสนอแนะ  

ภายหลงัท่ีไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิตของบริษทัตวัอยา่งแลว้  พบว่า จาก

ขอ้มูลท่ีได้บนัทึกไวส้ําหรับช้ินงานท่ีเกิดขอ้บกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

ระหวา่งการผลิตในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2555  เม่ือนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลการเกิดขอ้บกพร่องของช้ินงานในระหว่างการผลิตในช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 

จะพบว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน นั่นคือ การเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์

แผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX ลดลง โดยเหลือเพียง 1,724 DPPM ในเดือนตุลาคม 2555 

หรือผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะบกพร่องสามารถลดลงไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดภายในเดือนท่ีส่ี  ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 57.41 เม่ือเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ียก่อนมีการดาํเนินการปรับปรุงในเดือนมกราคม ถึง

มิถุนายน 2555  สําหรับค่าเฉล่ียของปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะบกพร่องเกิดข้ึนนั้นลดลงเหลือ

เพียง 2339.3 DPPM ต่อเดือนเท่านั้น 
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การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตวัอยา่งในสามดา้นหลกั  คือ  หน่ึง 

ดา้นการดาํเนินการผลิต  จะทราบถึงขีดความสามารถของกระบวนการผลิตท่ีแทจ้ริงและสามารถ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เท่ากบัเป็นการช่วยลดการสูญเสียระยะเวลาในการดาํเนินการ

ผลิตอีกคร้ังโดยไม่จาํเป็น  สามารถดาํเนินการผลิตและจดัส่งสินคา้ให้เป็นไปตามแผนงาน (Lead 

time) ท่ีวางไว  ้ สอง คือ ด้านตน้ทุนการผลิต ซ่ึงจะช่วยลดค่าจ้างแรงงานค่าวตัถุดิบเคร่ืองจักร

อุปกรณ์ ค่าบาํรุงรักษา  และสุดทา้ย คือ การสร้างความพึงพอใจและความเช่ือถือของลูกคา้ในการ

ทาํงานของบริษทัและผลิตภณัฑท่ี์มากข้ึน  เน่ืองจากการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพ

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 จากการศึกษาถึงลกัษณะบกพร่องในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า พบว่าสาเหตุ

หน่ึงท่ีมีความสาํคญัเกิดจากคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์ร  ดงันั้น การจดักิจกรรม

อบรม หรือกิจกรรมท่ีอาศยัความร่วมมือของผูป้ฏิบติังาน  จึงเป็นส่วนจาํเป็นอย่างยิ่งในการบรรลุ

ความสําเร็จในการบริหารงาน  ฉะนั้นควรศึกษาถึงทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการ

ปฏิบติังาน  เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงัไว ้

5.2.2 ใชห้ลกัการทางสถิติในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตนั้น สามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

กบัการศึกษาหวัขอ้อ่ืนได ้ อาทิ การขยายไปสู่หน่วยงานอ่ืนของบริษทัฯ ตวัอยา่ง และคู่คา้ผลิตภณัฑ์

อ่ืน  เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน  แต่เพื่อให้การวิจยัมีนํ้ าหนกั

มากข้ึนอาจเช่ือมโยงการวิจยักบัดชันีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Index: KPI)  เพื่อวดัผลการ

ดาํเนินการดว้ย 
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